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A.1 - PROJE ON BILGILERI

A1.1.

Proje Numarasi 3250382

Projenin Adi Kapasitif Yikler i¢in Gelismis Koruma Fonksiyonlaryla Donatiimis Yeni Nesil Akilli Tristér Modiili Gelistiriimesi
Proje Baslama Tarihi 01.07.2025 Proje Bitis Tarihi 30.06.2026

Destek Baslama Tarihi 01.07.2025 Destek Bitis Tarihi  [30.06.2026

Proje Suresi 12 ay Destek Suresi 12 ay

Teknoloji Grubu

ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJILERI GRUBU

Yasal/Ozel izin

Proje calismalari yasal/dzel izin (Etik Kurul vb) gerektirmemektedir.

Proje Bilgileri Paylasimi

TUBITAK Agik Bilim Politikasinda, verilerin paylasima agilmasi ile bilimsel galismalarin cok daha etkin ve verimli bir
sekilde yapilmasi, veri tekrarinin éniine gecilmesi, verilerin kendi iginde tutarli kalmasi ve veriye ¢ok daha hizli
erisilmesi, kamu kaynaklariyla gergeklestirilen arastirmalarin etkinligi, yayilimi, bilimsel arastirma sisteminin verimliligi
ile arastirmalarin gorindrliginin ve izlenebilirliginin artirimasi, ayni arastirma alanindaki mukerrerliklerin
azaltiimasi, uluslararasi arastirmalarla baglantilarinin kuvvetlendiriimesi gibi birgok konuda fayda saglayacagi
belirtiimektedir. Bu baglamda, projenizin desteklenmesi durumunda projenize ait asagida yer alan veri alanlari
Arastirmaci Bilgi Sistemi (ARBIS) {izerinden, projenizin tamamlanmasi durumunda ise hem Arastirmaci Bilgi
Sistemi(ARBIS) hem de https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm web sayfamiz (izerinden paylasilacaktir.
Bununla birlikte proje bilgileri; basari dykisu vb.tanitim faaliyetlerinde,analiz ve raporlama ¢alismalarinda
kullanilabilecektir.Kurulusun Adi, Telefonu,E-posta Adresi,Web Adresi,ili, Proje Adi, Proje Destek Baslangig ve Bitis
Tarihleri, Proje Siiresi, Proje Onerisinin icerdigi Bilimsel ve Teknolojik Alanlar,Ar-Ge Galismalarinin Yiriitilecegi
Sektor, bu sektor ile iliskilendirilmis NACE kodu ve agiklamasi, Proje Ciktilarinin Kullanilacagi Sektér, Anahtar
Kelimeler, Projenin Ozeti, Projenin Amaci, Tamamlanmis Projeler icin Proje Ciktilarinin Teknik Ozellikleri bilgileri
paylasilacaktir.

Proje Onerisinin icerdigi Bilimsel ve Teknolojik Alanlar

40.110.40.50 - Teknik Biliml

er > Elektrik-Elektronik Miihendisligi > Gu¢ Elektronigi > Gug Kalitesi

Ar-Ge Calismalarinin Yariti

lecegi Sektér

Elektrik Elektronik Sektori -

Gug Elektronigi - Gug Elektronigi Bilesenleri imalati

Proje Ciktilarinin Kullanilaca

g1 Sektor

Enerji Sektéri

A1.2.

Proje Yuruticusu

Adi, Soyadi MEHMET TURGUT TC Kimlik No 35056843790
Unvani/Gorevi Elektrik Mithendisi / AR-GE MUHENDISI

Yazisma Adresi SARA

Y MAHALLESI 3.CADDE NO:19 GIMAT SANAYI SITESIi 06980 KAHRAMANKAZAN ANKARA

Telefon 312-2783876 Faks 312-2782413

E-Posta mturgut@elektrolojik.com.tr ikincil E-Posta

A.1.3.

Kurulus Adi ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYI VE TiCARET LTD. STI.

Kurulus Olcegi KOBI (Kiigiik) Statii Ozel Sektdr

Vergi Dairesi KAHRAMANKAZAN Vergi Sicil No 3310456651

Kurulus Tescil Tarihi 27.10.2005 Ticaret Sicil No 212414

Kurulus Yetkilisi/Yetkilileri

Adi, Soyadi TC Kimlik No/Pasaport |Unvani/Gorev Telefon Faks E-Posta
No i
METIN KAYABASI 28904048904 MUDURLER (533) 521 77 07 312-2782413 mkayabasi@elektrolojik.c

KURULU om.tr
BASKANI

3250382



A.2 - KURULUS BILGILERI

A.2.1 - ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYi VE TICARET LTD. STI.(Yiiriitiici)

A.2.1.1.
Kurulus Yetkilisi/Yetkilileri
METIN KAYABASI - MUDURLER KURULU BASKANI
Kurulus TirG Limited Sirket
Vergi Dairesi KAHRAMANKAZAN
Vergi Sicil No 3310456651
Kurulus Tescil Tarihi 27.10.2005
Ticaret Sicil No 212414
Kurulus Ortaklari
1 |Adi METIN KIYAN

Vergi Sicil No [ortakiik yiizdesi [10 %
2 |Adi YUNUS OZAN YILDIRIM

Vergi Sicil No [ortakiik yizdesi 50 %
3 |Adi METIN KAYABASI

Vergi Sicil No |Ortakiik yiizdesi |40 %
Kurulus Yetkilisi/Yetkilileri

Adi, Soyadi TC Kimlik No/Pasaport |Unvani/Gérev Telefon Faks E-Posta
No i
METIN KAYABASI 28904048904 MUDURLER (533) 521 77 07 312-2782413 mkayabasi@elektrolojik.c
KURULU om.tr
BASKANI
A.2.1.3.
Kurulus Personel Dagilimi
Birimi Doktora Yuksek Lisans Lisans Teknik/ Meslek Lise Diger Toplam
Uretim 0 0 0 9 0 9
Ar-Ge 0 1 6 0 0 7
Diger 0 0 7 13 0 20
Toplam 36

A.2.1.5. Firmanin Diger Ar-Ge Projeleri:

Proje No - Adi : 7131039-DENGESIZ YUKLERE DONUK HIBRIT KOMPANZASYON UYGULAMALARI iGiN REAKTIF GUGC KONTROL ROLESI
GELISTIRILMESI

Destegin Alindi§i Kurum : TUBITAK

Destek Tutari : 400.000

Baslangi¢-Bitis Tarihleri : 01.02.2014-31.05.2015

Aciklama (Proje Ciktilar) :

Alcak gerilim sistemlerinde merkezi kompanzasyon uygulamalari,
dogrusal olmayan, dengesiz yuklerin giderek yayginlk kazanmasi ve
enduktif, kapasitif reaktif enerji ceza sinirlarinin asagiya ¢ekilmesi
nedeniyle daha kritik hale gelmistir. Reaktif Gli¢ Kontrol (RGK) Réleleri,
merkezi kompanzasyon uygulamalarinda ortaya ¢ikan yeni ihtiyaglara
gore siirekli gelismekte olan Urlnlerdir. Ortaya gikan birgok urtine
ragmen, piyasada bu alandaki yeni ihtiyaglar saglikl bir sekilde
saglayan, guvenilir bir RGK rolesi eksikligi bulunmaktadir. Firma faaliyet
surdurdigu alanda rekabet guctinii ve pazar payini arttirmak, sektérde
prestijli bir konuma yiikselmek igin bu eksikligi doldurmayi
hedeflemektedir.

Toplam Satis Miktari : 1.330.000

Proje Ciktisindan Kaynakli ihracaat Tutari : 0
Proje Kapsaminda Alinan Patent Sayisi : 0

Proje Kapsaminda elde edilen Lisans Gelirleri : 0
Teydeb Destegi ile mi gergeklestirildi : EVET

A.2.1.6. Firmanizin(varsa) daha énce TUBITAK tarafindan desteklenmis projeleri icin sorular:

1.Desteklenmis proje giktilarinin pazar pay ve elde edilen ciro ne kadardir? (Uriin gelistirme disindaki projeler igin dolayli sekilde kazang
saglamaya olanak saglayan verimlilik artisi,maliyet azaltma,kalite artisi,gibi faydalarin ayrintili agiklamasi.

Daha &nce desteklenen DENGESIZ YUKLERE DONUK HIBRIT KOMPANZASYON UYGULAMALARI ICIN REAKTIF GUC KONTROL ROLESI
GELISTIRILMESI projesinde ortaya cikan Uriin satisi devam etmekdir 1.330.000TL civari ciro elde edilmistir.

2.Uluslararasi Ar-Ge destek programlarina(AB Cergeve Programlari vb.) basvuru yapilmis mi? Uluslararasi bir projede yer alinmis mi? Alinmis ise
projedeki roliiniz nedir, kisaca belirtiniz.

Daha énce uluslararasi bir projede yer alinmadi.
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A.3 - PROJE KISA TANITIMI

A3.1.
Aciklama : Bu bolimde projeyi degerlendirenler disindaki kisilerle de paylasilabilecek —ticarihassasiyeti olmayan- bilgiler verilmesi beklenmektedir.

Bu bdlimde hazirlayacaginiz yazih ve gorsel materyal, proje éneriniz igin kararin olusturulacagi Yuritme Kurulu toplantisinda degistiriimeden
sunulacaktir. Bu boliimin, proje éneri formunun diger tim kisimlari doldurulduktan sonra hazirlanmasi 6nerilmektedir.

Bu boliimde dogrudan projenin amacina, somut hedeflerine, Ar-Ge icerigine, yenilik¢gi yonlerine, teknoloji diizeyine odaklaniimalidir. Proje ekibi
kurgusu, uygulanacak projeye 6zel yontemler, kurulusunuz 6zgiin katkilari ve elde edilecek proje ciktisinin saglayacagi teknik / ekonomik yararlari
acik bir bicimde 6zetleyen metinler yazilmalidir. Hazirlanan 6zetin, projenin ilgili oldugu temel teknolojik alanlarda uzmanligi olan kisilere
sunulacag dikkate alinarak konu ile ilgili genel (kitabi) kavramlar tekrar edilmemeli, lizerinde galisilacak teknik detaylara odaklaniimalidir. Projeye
ve icerigine 6zel olmayan ve degerlendirmeye hig bir katki saglamayacak genel konu ve tarihge anlatimlarindan, her proje icin gegerli olabilecek
genel proje yonetim metodolojileri, is paketi siralamasi vb tiriinde agiklamalardan kaginilmalidir.

1 - Kurulus Kisa Tanitimi ve Projenin Baslatiima Gerekgesi

Kurulusunuzun ana faaliyet alani, baslica iirlin ve hizmetleri, kurulusunuza rekabette avantaj saglayan ana / 6z yetkinlikleriniz (en iyi oldugunuz
alanlar) ve kurulusunuzun gelecek vizyonu ile ilgili 6zet bir bilgi vererek, énerilen projenin tim bunlarla ne sekilde iliskilendigini (projenin
kurulusunuz icin stratejik 6nemini) aciklayiniz.

Kurulusun Ana Faaliyet Alani:

Firmamiz, gug¢ kalitesi, dinamik kompanzasyon ve ileri gli¢ elektronigi alanlarinda yenilikgi ¢6zimler sunmak amaciyla 2005 yilinda kurulmustur,|
ThyriCon tristérli kompanzasyon kontaktorleri, AG-OG kompanzasyon ve harmonik filtre sistemleri ile sektérde 6nct konumdadir.

Baslica Uriin ve Hizmetler:

ThyriCon tristérli kompanzasyon kontaktorleri

AG-OG dinamik kompanzasyon ve harmonik filtre sistemleri
Tristor suruculeri, akim-gerilim dlgim modulleri

Uzaktan izleme ve loT tabanl enerji ydnetimi

Rekabet Avantajlarimiz:

ABB Turkiye ile kanitlanmis kalite ve sektdrde lider referanslar
Harmonik filtreleme ve eneriji verimliliginde ileri muhendislik ¢ozimleri
Mododiler ve 6lgeklenebilir sistem tasarimlari

Projenin Stratejik Onemi:

Bu proje, glg¢ elektronigi, kompanzasyon ve loT tabanli enerji yonetimi alanindaki uzmanhgimizi ileri tasiyacaktir. Tristorli anahtarlama sistemleri,
akim-gerilim 6l¢im moddlleri ve haberlesme ¢dézumleri, sanayiye yiksek verimlilik ve givenilirlik saglayarak firmamizi daha rekabetgi hale
getirecektir.

2 - Projenin Amaci

Projenin temel amaci, daha dnce gelistirdigimiz kapasitif yik anahtarlama rtin grubunu teknolojik olarak yenileyip, daha guvenilir ve verimli hale
getirmektir. Bu kapsamda gelistirilecek olan yeni nesil akilli tristor moduli, gelismis koruma fonksiyonlariyla donatilacaktir. Asiri gerilim, asiri akim,
harmonik, kisa devre, termal asir ylk gibi durumlara karsi modilin kendini koruyabilmesi saglanacak ve bu sayede tristér arizalarinin éniine
gegcilecektir.

Gelistirilecek bu urun, ézellikle kapasitif yiklerin anahtarlanmasinda karsilasilan zorluklara yonelik optimize edilecektir. Ar-Ge ¢alismalari ile cihazin
enerji verimliligi artirlacak, dmur siresi uzatilacak ve bakim gereksinimleri minimum seviyeye indirilecektir.Projenin sonunda, hem ulusal pazarda
mevcut olan gi¢li konumumuzu pekistirmek, yliksek teknolojiye sahip Urinlerimizle liderligi ele almak ve dis pazarlara agilarak ihracat
kapasitesinin artiriimasi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler

Uzaktan izleme
Gerilim ve Akim Qlciimleri
Modiiler Sistem

Elektronik Haberlesme

Harmonik Analiz

Gl Kalitesi

Hall Effect

Endistriyel Otomasyon
Gli¢ Anahtarlama

3 - Yenilikci Yonleri

Gelistirilecek yeni nesil akill tristér modulu, gelismis koruma ve kontrol 6zellikleriyle donatilacaktir. Akim koruma, gerilim ve akim THD koruma
fonksiyonlari eklenerek, sistem glvenilirligi artirilacaktir. Kapasitdr sigasinin dismesi durumunda erken uyari sistemi devreye girecek; sicaklk
kontroli daha etkin hale getirilerek tim tristérlerden strekli veri alinacaktir. Gerilim problemlerinde tristér arizalarina karsi koruma énlemleri
glclendirilecektir. Yenilikler arasinda LCD kullanici arayiizii, CANbus haberlesme modulu ve loT tabanli uzaktan izleme sistemleri bulunacaktir.
Mobil ve masaustli uygulamalarla anlik izleme ve yénetim saglanacak; sistem modiler yapida tasarlanacaktir.

Not : Projenin benzerlerine gére yenilik¢i yonlerine iliskin kiyaslamali bilgiler B.2 béliimiinde verilmistir.

4 - Ekonomik ve Ulusal Kazanimlar

Mevcut sistemlerde, sebeke veya yuk kaynakli problemler nedeniyle sistemin en pahali bileseni olan tristérler zaman zaman arizalanmakta ve
degistiriimesi gerekmektedir. Gelistirilecek yeni Uriinle birlikte, tristdr arizalanma oraninda %80-90 oraninda bir disus beklenmektedir. Bu durum,
bakim ve onarim maliyetlerini 6nemli dlgiide azaltacak, ayni zamanda ithalat yoluyla temin edilen tristér ihtiyacini da diisiirecektir. Uriin, piyasada
muadili olmayan (ist segment 6zelliklerle donatiimis olup, global pazarda da rekabet avantaji elde etmesi hedeflenmektedir.

5 - Gagri metninde yer alan éncelikli alanlar baglantisi inceleyerek projenizin bu alanlarda bulunan "Oncelikli ve Kilit Teknolojiler ve Stratejik ve
intiyag Odakli Ar-Ge ve Yenilik Konulari"na yénelik gelistirip gelistiriimedigini belirtiniz. (Oncelikli Uriin ve Teknolojiler basliklarinda yer alan
aciklamalari ve Teknoloji Hazirlik Seviyesi(THS) dikkate alinmasi 6nerilmektedir.)
Evet/Hayir
Secim Yapilmis Projenizin Oncelikli Alani:

Yok
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6 - Oncelikli Alan Gerekgesi

Veri girilmemistir.

7 - Yesil Mutabakat Metni

Temiz, Erisilebilir ve Glivenli Eneriji Arzi

Sistemler Arasi Etkilesimleri Dikkate Alan Otonom Enerji Yonetim Sistemleri
8 - Yesil Mutabakat Metni Aciklama:

Gelismis koruma fonksiyonlarina sahip akilli tristér modill, kapasitif ylklerin yonetimini optimize ederek asiri akim ve harmonik bozulmalari en aza
indirir. 10T tabanl uzaktan izleme ve veri analitigi sayesinde enerji tiketimi sirekli takip edilerek, otomatik yik dengeleme saglanir. Sanayi
sureclerine entegre akilli anahtarlama mekanizmalari, sistemin uzun émdarlu ve yliksek verimli calismasina olanak tanirken, enerji kayiplarini ve
isletme maliyetlerini azaltir. Bu yenilikgi ¢6zim, endustride dijital donisimu destekleyerek Yesil Mutabakat hedeflerine uyumlu bir enerji yonetim
sistemi sunar.

9 - Proje Ciktisinin Ekonomik Faaliyet Sinifi (NACE Kodu)

27.12 - Elektrik dagitim ve kontrol cihazlari imalati

10 - Proje Ciktisinin GTIP KODU

85 - Elektrikli Makina Ve Cihazlar Ve Bunlarin Aksam Ve Pargalari; Ses Kaydetmeye Ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar;
Televizyon Goriinti Ve Seslerinin Kaydedilmesine Ve Kaydedilen Goriinti Ve Sesin Tekrar Veriimesine Mahsus Cihazlar Ve Bunlarin Aksam,
Parca Ve Aksesuari

11 - Proje Baslangic Tek. Hazirlik Seviyesi

THS3 - Analitik ve tecriibeye dayali olarak, kritik islev ve/veya 6zellik kanitland!.

12 - Proje Sonunda Ulasiimasi Hedeflenen Tek. Hazirlik Seviyesi
THS8 - Sistem tamamlandi ve performans degerlendirmesi test ve gosterimle yapildi (liretim hattina iliskin hazirliklar tamamlandi).

A.3.1.
Aciklama : Bu bélumde projeyi degerlendirenler disindaki kisilerle de paylasilabilecek —ticarihassasiyeti olmayan- bilgiler verilmesi beklenmektedir.

Bu bdlimde hazirlayacaginiz yazih ve gérsel materyal, proje éneriniz i¢in kararin olusturulacagi Yuritme Kurulu toplantisinda degistiriimeden
sunulacaktir. Bu bélimiin, proje éneri formunun diger tim kisimlari doldurulduktan sonra hazirlanmasi 6nerilmektedir.

Bu bolimde dogrudan projenin amacina, somut hedeflerine, Ar-Ge igerigine, yenilikgi yonlerine, teknoloji diizeyine odaklaniimalidir. Proje ekibi
kurgusu, uygulanacak projeye 6zel yéntemler, kurulusunuz 6zgiin katkilari ve elde edilecek proje ¢iktisinin saglayacagi teknik / ekonomik yararlari
aclk bir bicimde 6zetleyen metinler yazilmalidir. Hazirlanan 6zetin, projenin ilgili oldugu temel teknolojik alanlarda uzmanlidi olan kisilere
sunulacag dikkate alinarak konu ile ilgili genel (kitabi) kavramlar tekrar edilmemeli, lizerinde galisilacak teknik detaylara odaklaniimalidir. Projeye
ve igerigine 6zel olmayan ve degerlendirmeye hig bir katki saglamayacak genel konu ve tarihge anlatimlarindan, her proje icin gegerli olabilecek
genel proje ydnetim metodolojileri, is paketi siralamasi vb tirinde agiklamalardan kaciniimalidir.

1 - Kurulus Kisa Tanitimi ve Projenin Baslatiima Gerekgesi

Kurulusunuzun ana faaliyet alani, baslica iiriin ve hizmetleri, kurulusunuza rekabette avantaj saglayan ana / 6z yetkinlikleriniz (en iyi oldugunuz
alanlar) ve kurulusunuzun gelecek vizyonu ile ilgili 6zet bir bilgi vererek, dnerilen projenin tiim bunlarla ne sekilde iliskilendigini (projenin
kurulusunuz icin stratejik 6nemini) aciklayiniz.

Kurulusun Ana Faaliyet Alani:

Firmamz, gug¢ kalitesi, dinamik kompanzasyon ve ileri gli¢c elektronidi alanlarinda yenilikgi ¢ézimler sunmak amaciyla 2005 yilinda kurulmustur,|
ThyriCon tristorli kompanzasyon kontaktérleri, AG-OG kompanzasyon ve harmonik filtre sistemleri ile sektérde 6ncli konumdadir.

Baslica Uriin ve Hizmetler:

ThyriCon tristérli kompanzasyon kontaktorleri

AG-OG dinamik kompanzasyon ve harmonik filtre sistemleri
Tristor suruculeri, akim-gerilim dlcim modulleri

Uzaktan izleme ve loT tabanli enerji ydnetimi

Rekabet Avantajlarimiz:

ABB Turkiye ile kanitlanmis kalite ve sektdrde lider referanslar
Harmonik filtreleme ve eneriji verimliliginde ileri muhendislik ¢ézimleri
Moddler ve dlgeklenebilir sistem tasarimlari

Projenin Stratejik Onemi:

Bu proje, gli¢ elektronigi, kompanzasyon ve loT tabanl enerji yonetimi alanindaki uzmanligimizi ileri tasiyacaktir. Tristdrlii anahtarlama sistemleri,
akim-gerilim 6l¢im moddlleri ve haberlesme ¢ézumleri, sanayiye yuksek verimlilik ve givenilirlik saglayarak firmamizi daha rekabetci hale
getirecektir.

2 - Projenin Amaci

Projenin temel amaci, daha dnce gelistirdigimiz kapasitif yik anahtarlama rtin grubunu teknolojik olarak yenileyip, daha guvenilir ve verimli hale
getirmektir. Bu kapsamda gelistirilecek olan yeni nesil akilli tristor moduili, gelismis koruma fonksiyonlariyla donatilacaktir. Asiri gerilim, asiri akim,
harmonik, kisa devre, termal asir ylk gibi durumlara karsi modulin kendini koruyabilmesi saglanacak ve bu sayede tristér arizalarinin éniine
gegcilecektir.

Gelistirilecek bu urun, ézellikle kapasitif yiklerin anahtarlanmasinda karsilasilan zorluklara yénelik optimize edilecektir. Ar-Ge ¢alismalari ile cihazin
enerji verimliligi artirllacak, 6mur slresi uzatilacak ve bakim gereksinimleri minimum seviyeye indirilecektir.Projenin sonunda, hem ulusal pazarda
mevcut olan gi¢li konumumuzu pekistirmek, yluksek teknolojiye sahip Urlnlerimizle liderligi ele almak ve dis pazarlara agilarak ihracat
kapasitesinin artiriimasi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler

Uzaktan izleme

Gerilim ve Akim Olgiimleri

Modiiler Sistem

Elektronik Haberlesme

Harmonik Analiz

Glc Kalitesi
Hall Effect
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Endistriyel Otomasyon
Glic Anahtarlama

3 - Yenilikci Yonleri

Gelistirilecek yeni nesil akilli tristér moduilu, gelismis koruma ve kontrol 6zellikleriyle donatilacaktir. Akim koruma, gerilim ve akim THD koruma
fonksiyonlari eklenerek, sistem glvenilirligi artirilacaktir. Kapasitdr sigasinin dismesi durumunda erken uyari sistemi devreye girecek; sicaklik
kontroli daha etkin hale getirilerek tim tristérlerden surekli veri alinacaktir. Gerilim problemlerinde tristér arizalarina karsi koruma 6énlemleri
glclendirilecektir. Yenilikler arasinda LCD kullanici arayiizii, CANbus haberlesme moddll ve loT tabanli uzaktan izleme sistemleri bulunacaktir.
Mobil ve masaustlu uygulamalarla anlik izleme ve yénetim saglanacak; sistem modiiler yapida tasarlanacaktir.

Not : Projenin benzerlerine gore yenilik¢i yonlerine iliskin kiyaslamali bilgiler B.2 béltimiinde verilmistir.

4 - Ekonomik ve Ulusal Kazanimlar

Mevcut sistemlerde, sebeke veya yuk kaynakli problemler nedeniyle sistemin en pahali bileseni olan tristérler zaman zaman arizalanmakta ve
degistirilmesi gerekmektedir. Gelistirilecek yeni Grlinle birlikte, tristér arizalanma oraninda %80-90 oraninda bir diistis beklenmektedir. Bu durum,
bakim ve onarim maliyetlerini 6nemli élgiide azaltacak, ayni zamanda ithalat yoluyla temin edilen tristér ihtiyacini da disiirecektir. Uriin, piyasada
muadili olmayan (ist segment 6zelliklerle donatiimis olup, global pazarda da rekabet avantaji elde etmesi hedeflenmektedir.

5 - Cagri metninde yer alan éncelikli alanlar baglantisi inceleyerek projenizin bu alanlarda bulunan "Oncelikli ve Kilit Teknolojiler ve Stratejik ve
intiyag Odakli Ar-Ge ve Yenilik Konulari"na yénelik gelistirip gelistiriimedigini belirtiniz. (Oncelikli Uriin ve Teknolojiler basliklarinda yer alan
aciklamalari ve Teknoloji Hazirlik Seviyesi(THS) dikkate alinmasi 6nerilmektedir.)
Evet/Hayir
Segim Yapilmis Projenizin Oncelikli Alani:

Yok

6 - Oncelikli Alan Gerekgesi

Veri girilmemistir.

7 - Yesil Mutabakat Metni

Temiz, Erisilebilir ve Guvenli Enerji Arzi

Sistemler Arasi Etkilesimleri Dikkate Alan Otonom Enerji Yénetim Sistemleri
8 - Yesil Mutabakat Metni Agiklama:

Gelismis koruma fonksiyonlarina sahip akilli tristér modill, kapasitif ylklerin yonetimini optimize ederek asiri akim ve harmonik bozulmalari en aza
indirir. 10T tabanl uzaktan izleme ve veri analitigi sayesinde enerji tiketimi sirekli takip edilerek, otomatik yik dengeleme saglanir. Sanayi
sureglerine entegre akilli anahtarlama mekanizmalari, sistemin uzun 6murli ve yiksek verimli calismasina olanak tanirken, enerji kayiplarini ve
isletme maliyetlerini azaltir. Bu yenilikgi ¢6zim, endustride dijital donlisimu destekleyerek Yesil Mutabakat hedeflerine uyumlu bir enerji yonetim
sistemi sunar.

9 - Proje Ciktisinin Ekonomik Faaliyet Sinifi (NACE Kodu)
27.12 - Elektrik dagitim ve kontrol cihazlari imalati
10 - Proje Ciktisinin GTiP KODU

85 - Elektrikli Makina Ve Cihazlar Ve Bunlarin Aksam Ve Parcalari; Ses Kaydetmeye Ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar;
Televizyon Gorintu Ve Seslerinin Kaydedilmesine Ve Kaydedilen Goriinti Ve Sesin Tekrar Veriimesine Mahsus Cihazlar Ve Bunlarin Aksam,
Parca Ve Aksesuari

11 - Proje Baslangi¢ Tek. Hazirlik Seviyesi

THS3 - Analitik ve tecriibeye dayali olarak, kritik islev ve/veya 6zellik kanitland..

12 - Proje Sonunda Ulasiimasi Hedeflenen Tek. Hazirlik Seviyesi

THS8 - Sistem tamamlandi ve performans degerlendirmesi test ve gosterimle yapildi (iiretim hattina iliskin hazirliklar tamamland).
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B.1 - PROJENIN HEDEFLERI

1 - Projenin genel amacini aciklayiniz. Proje ile ¢6zulmesi amaglanan problemi tanimlayiniz.

Projenin genel amaci, mevcut kapasitif ylik anahtarlama sistemlerinde karsilasilan temel sorunlari ¢dzerek, daha glvenilir, verimli ve modern bir
Urtin gelistirmektir. Mevcut sistemlerde, tristorlerin sebeke veya yiik kaynakli problemler nedeniyle ariza oranlari oldukga yUksektir. Bunun baslica
nedeni, mevcut riinlerde gelismis koruma fonksiyonlarinin yeterli olmamasidir. Ozellikle akim korumasi ve toplam harmonik distorsiyon (THD)
korumasinin bulunmamasi, sebekede meydana gelen ani gerilim dalgalanmalari, asiri akim ve harmonik bozulmalar gibi olumsuz kosullarin
tristorler Uzerinde dogrudan stres yaratmasina ve bunun sonucunda sik arizalanmalara yol agmasina neden olmaktadir.

Buna ek olarak, mevcut sistemlerde sicaklik koruma mekanizmalari yalnizca sogutucu tzerine monte edilmis tek bir termostat tGzerinden
saglanmakta, bu da bireysel tristérlerin sicaklik durumlarinin ayri ayri izlenmesini engellemektedir. Bu yetersiz izleme yontemi, asiri 1sinan
tristérlerin zamaninda tespit edilememesine ve erken midahale edilememesine sebep olmakta; bu da ariza oranlarinin yikselmesine ve bakim
maliyetlerinin artmasina neden olmaktadir.

Diger taraftan, mevcut tristér anahtarlama moddllerinde uzaktan takip ve kontrol imkaninin bulunmamasi da 6nemli bir sorun teskil etmektedir. Bu
eksiklik, 6zellikle Endustri 4.0 uyumlu modern enerji yénetim ve otomasyon sistemlerine entegrasyonu zorlastirmakta, sistemlerin merkezi izleme
ve yOnetim altyapilarina entegre edilmesini engellemektedir. Ayni zamanda, bagh oldugu kapasitér bankalarinin durumunun anlik olarak
izlenememesi, sistem performansinin optimize edilmesini ve olasi arizalarin énceden tespit edilerek 6nlenmesini glclestirmektedir. Bu durum, hem
bakim operasyonlarinin verimliligini distirmekte hem de beklenmeyen sistem duruslarina ve enerji kayiplarina neden olabilmektedir.

Bunlara ek olarak, mevcut tristdér anahtarlamal sistemler ylksek maliyetlidir. Yetersiz koruma ve izleme sistemleri nedeniyle sik yasanan arizalar
ve buna bagli bakim ve yedek parga giderleri, toplam sahip olma maliyetini artirmaktadir.

Proje kapsaminda gelistirilecek yeni nesil akill tristér modulu ile, tim bu sorunlara ¢ézim sunulmasi hedeflenmektedir. Gelismis koruma &zellikleri,
bireysel tristor sicaklik izleme, uzaktan takip ve kontrol imkanlari, kapasitér bankalarinin durumunun anlik izlenmesi gibi fonksiyonlarla sistemin
guvenilirligi ve verimliligi artirilacaktir.

2 - Proje amaglarina ulasmak icin énerilen ¢6zimu agiklayiniz.

Proje amaclarina ulasmak igin énerilen ¢6zuim, mevcut sistemlerdeki yetersizlikleri ortadan kaldiracak gelismis donanim ve yazilim
entegrasyonlarini kapsamaktadir. Oncelikle, Hall Effect sensérleri kullanilarak hassas akim élciimii yapilacak ve hem akim hem de gerilim
harmonikleri analiz edilerek toplam harmonik distorsiyon (THD) seviyeleri surrekli izlenecektir. Bu veriler dogrultusunda, asiri akim ve THD koruma
fonksiyonlari devreye alinarak tristorlerin asiri yiiklenme ve harmonik bozulmalar nedeniyle zarar gérmesi 6nlenecektir.

Her bir tristére yakin noktalardan bireysel sicaklik élglimleri gergeklestirilecek ve bdylece asiri isinan tristorler anlik olarak tespit edilerek sistem
guvenligi artirilacaktir. Ayrica, transient gerilimlere karsi gelistirilecek ekstra koruma dnlemleri sayesinde tristdrlerin ani gerilim darbelerinden zarar,
gormesi engellenecektir.

Sistemde bagl olan kapasitoér bankalarinin sigasi da periyodik olarak 6lglilecek ve kapasitenin dismesi halinde kullaniciya erken uyarilar,
gonderilecektir. Bu sayede, kapasitdr arizalari veya performans kayiplari erken asamada tespit edilerek sistemin surekliligi saglanacaktir.

Yeni sistem modiler bir yapida tasarlanacaktir. Her bir modiilde, daha disuk konfiglrasyonlu mikrodenetleyiciler (MCU'lar) kullanilacak; bu
yaklasim, gomull yazilim ¢ézimlerinin daha sade ve glvenilir olmasina olanak saglayacaktir. Modller yapi sayesinde, Uretim ve test siregleri
kolaylasacak, her bir birimin ayri ayri test edilebilir olmasi, genel sistemin kalite kontrollini gu¢lendirecektir. Sayica fazla moddl kullaniliyor,
olmasina ragmen, disuk konfiglirasyonlu MCU tercih edilmesi ve kolay test edilebilirlik, sistem maliyetini dnemli dlglide etkilemeyecek; boylece
Urun, alt segment versiyonlarindan daha pahali olmayacaktir.

CANbus agi Gizerinden internet erisimi mimkuin olacak; loT tabanli uzaktan izleme ve ydnetim sistemleri ile uyumlu hale getirilecek Grin, mobil ve
masausti uygulamalar araciligiyla kullaniciya anlik izleme ve kontrol imkani sunacaktir. Bu bitinlesik yaklasim, sistemin hem performans hem de
guvenilirlik agisindan mevcut ¢dézimlerden Ustiin olmasini saglayacaktir.

3 - Onerilen ¢éziim ile ulasilmasi planlanan hedefleri agiklayiniz.

Proje ciktisi olarak, farkli akim kapasitelerine sahip kapasitdr bankalari igin Akilli Tristér Anahtarlama Modulu gelistirilecektir. Gelistirilecek moddl,
sebeke ve yik kaynakli problemler nedeniyle yasanan tristor arizalarini minimize etmek lzere tasarlanacaktir.

Yeni gelistirilecek asir akim, gerilim ve THD koruma fonksiyonlari, bireysel sicaklik izleme sistemleri ve transient gerilim korumalari sayesinde,
tristor ariza oranlarinda %80-90 oraninda azalma hedeflenmektedir. Bu da sistemin uzun 6murli ve giivenilir olmasini saglayacaktir.

Tristdr arizalarinin azaltiimasi, kondansatér sigasinin anlk izlenmesi ve kestirimci bakim fonksiyonlari sayesinde, ekipman émri uzatilacak ve
bakim gereksinimi en aza indirilecektir. Bu durum, isletme maliyetlerinde uzun vadeli tasarruf saglayacaktir.

Mobil ve masausti uygulamalar araciliiyla sistem performansi anlik olarak izlenebilecek; olasi arizalara 6nceden midahale edilerek beklenmedik
sistem duruslarinin dniine gegilecektir.

Piyasadaki en Ust segment 6zelliklerle donatilacak bu Uriin, orta segment urlnlerle rekabet edebilecek seviyelerinde kullaniciya sunulacaktir,
Gelistirilecek Urin sayesinde, firma, ulusal pazarda 6énemli bir prestij kazanmayi ve sektérde lider konuma gegmeyi hedeflemektedir.Ayrica,
gelistirilen Uriinin rekabetci avantajlar ve ileri teknolojik 6zellikleri sayesinde, yurtdisi pazarlara da giris yapilmasi ve global dlgekte ticari basari
elde edilmesi planlanmaktadir.

4 - Onerilen projenin nihai faydalanicilarini tanimlayip bu hedef grubun secilme nedenlerini gerekgelendiriniz.

Hedef kitle, reaktif glic kompanzasyonu ihtiyaci duyan orta ve bliylik 6lcekli endistriyel tesislere hizmet veren kompanzasyon pano (reticileri ve
sistem entegratorleridir. Kurulu glict belirli bir seviyenin tzerinde olan tim isletmeler, yasal diizenlemeler geregi reaktif glic kompanzasyonu
yapmak zorundadir. Aksi takdirde, elektrik dagitim sirketleri tarafindan reaktif glic bedeli adi altinda ceza 6demek durumunda kalirlar. Bu
zorunluluk nedeniyle, isletmeler saya¢ noktalarina reaktif giic kompanzasyon panolari kurarlar.

Tristér anahtarlama moddilleri ise, bu panolarda geleneksel kontaktorlerin yerine kullanilan, daha hizli ve givenilir anahtarlama saglayan elektronik
cihazlardir. Dolayisiyla, reaktif glic kompanzasyonu yapilan hemen her endustriyel tesis, gelistiriimekte olan Uriiniin potansiyel nihai kullanicisi
konumundadir. Ancak firmamiz, dogrudan son kullaniciya satis yapmak yerine, bu tesislere kompanzasyon panolari kuran, pano Ureticileri ve
sistem entegratorlerini dogrudan hedeflemektedir. Bu strateji, Griiniin daha genis bir pazara ulasmasini ve farkl sektorlerdeki isletmelere dolayli
olarak erisim saglanmasini mimkin kilacaktir.
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B.2 - PROJENIN TEKNOLOJi DUZEYi

B.2. Projenin Teknoloji Dizeyi

Teknigin/Teknolojinin Bilinen Giincel Durumu (“State-of-the-Art”)
Proje konusu ile ilgili ulusal/uluslararasi mevcut diizeyi aciklayiniz.
Gunimizde reaktif giic kompanzasyonu sistemleri basta olmak Uzere, kapasitif yik anahtarlamasinda tristor kontrolli anahtarlama moddilleri
yaygin olarak kullaniimaktadir. Bu sistemler, geleneksel kontaktorli ¢ézimlere kiyasla hizli anahtarlama, mekanik asinmanin olmamasi ve daha
uzun Omdir gibi avantajlar saglamaktadir. Ancak mevcut teknolojiler, 6zellikle koruma fonksiyonlari, uzaktan izleme ve Endistri 4.0 uyumu
acisindan belirli sinirhliklara sahiptir.
Uluslararasi pazarda, gesitli tristér anahtarlama modiilleri bulunmaktadir. Ozellikle EPCOS firmasi, gelistirdigi tiriinlerle dikkat cekmektedir. Fakat
bu firmanin en gelismis Uriin versiyonu olan TSM-LC-S serisi, yalnizca EPCOS'a ait BR7000-I-TH/S485 rdlesi ile ¢alisacak sekilde dizayn
edilmistir. Modil, gergek zamanh akim ve gerilim 6lgimu yaparak kapasitans korumasi saglamaktadir.
Ulusal dlizeyde, tristérli kompanzasyon ¢oziimleri gelistiren firmalar bulunmaktadir, ancak bu ¢éziumler genellikle temel anahtarlama mantigina
dayanmakta ve ileri diizey haberlesme, kestirimci bakim veya sistem analitigi gibi modern teknolojileri igermemektedir. Ozellikle uzaktan izleme,
veri analitigi ve endustriyel haberlesme protokolleriyle entegre galisabilen akilli sistemler heniiz yeterince yaygin degildir.
Mevcut tristdr anahtarlama modiilleri, sifir gegis anahtarlama 6zellikleri sayesinde akim darbelerini 6nlemekte; geleneksel kontaktorli sistemlerde
karsilasilan kontak yapismasi ve kapasitor bankasinda olusabilecek problemleri biyik dlgiide engellemektedir. Ancak, yari iletken anahtar olan
tristorler, sebeke kaynakli gerilim dalgalanmalari veya asiri akim gibi problemler nedeniyle yine de arizalanabilmektedir. Mevcut sistemler, bu tir
elektriksel problemlere karsi yeterli koruma saglayamamakta ve tristér ariza oranlari yiksek seviyelerde kalmaktadir.
Proje Faaliyetlerinin Kapsadidi Teknik ve Teknolojiler ile Ozgiin Katkilar
Projede 6zellikle tasarim/gelistirme sireglerinde gelistirilecek ya da kullanilacak teknik ve teknolojileri asagidaki tabloda listeleyiniz. Projenin
teknik/teknolojik icerigine kurulusunuzun 6zgin katkilarini ve kurulusunuz disindan destek alinacak uzmanlik konularini da belirtiniz.
Teknik / Teknolojinin Kullanilacak / Projede Nigin Ihtiyag Duyuldugu Projenin Hangi Calismay Yiritecek| Kurulus Digindan
Adi/Tanimi Geligtirilecek ? Asamasini Proje Personelleri |Danigmanlik / Hizmet
iigilendirdigi Alinacak Kisi ya da
(Is Paketi) Kuruluslar
Sifir Gegis Tristor Gelistirilecek Kapasitif yiklerin hizl, hassas ve Sifir Gegis Tristor Mehmet Turgut Herhangi bir
Anahtarlama glvenli anahtarlamasi igin sifir Saricli Moduli danismanlik hizmeti
gegis (Zero-Cross) tetikleme Tasarimi alinmayacak.
algoritmalarina sahip tristor
anahtarlama sistemi gereklidir. Bu
yéntem, akim darbelerini ve ani
gerilim degisimlerini onler.
CANBus Tabanl loT Gelistirilecek CANBus, endustriyel ortamlarda | Haberlesme Moduli Kayra Emiroglu Herhangi bir
Haberlesme Altyapisi yuksek elektromanyetik dayanim, danismanlik hizmeti
hizli ve glvenilir veri iletisimi alinmayacak.
sundugu igin tercih edilir. Bu
sayede, gercek zamanl veriler
kesintisiz ve glvenilir bicimde
iletilebildigi gibi modulde uzaktan
kontrol edilebilir.
Akim THD, Gerilim Gelistirilecek Sistemin glvenli ve kararli Akim Gerilim Olgiim Nemyit Akkan Herhangi bir
THD ve Asiri Akim calismasi igin, sebekedeki harmonik Modulu danismanlik hizmeti
Hesaplamalari ve bozulmalar ve asiri akim alinmayacak
Koruma kosullarinin tespit edilerek koruma
Fonksiyonlari onlemlerinin devreye alinmasi
gereklidir.
dv/dt Koruma Gelistirilecek Paralel baglh diger yiklerin Tristor Akim Karti / Mehmet Turgut Herhangi bir
(Snubber Devresi) anahtarlamasi sirasinda olusan ani | Snubber Tasarimi danismanlik hizmeti
Tasarimi gerilim degisim hizlarini alinmayacak.
sinirlayarak, tristérlerin giivenli ve
kararl galismasini saglar. Bu
sayede, dv/dt kaynakli yanlis
tetiklenme ve trist6r arizalarinin
o6nlne gecilecektir.
LCD Ekran Modulu Gelistirilecek Sistemin durum bilgileri, 6lgim Ekran Modulu Dursun Samed Herhangi bir
ve Arayuz Yazilimi verileri (akim, gerilim, THD, sicaklik Gelistirilmesi Arslan danismanlik hizmeti
vb.) ve hata uyarilarinin kullaniciya alinmayacak.
g0rsel olarak aktarilmasi ve sahada
manuel konfiglirasyon islemlerinin
yapilabilmesi icin gereklidir.
Paylasimli Hafiza Gelistirilecek Dagitik moddller arasinda Ana Kart Tasarimi Mehmet Turgut herhangi bir
Veri Erisim ve Yazma senkronize ve guvenilir veri danismanlik
Yonetimi ile paylasimi igin, paylasimli hafizada alinmayacak
Zamanlama Kontrol erisim ve yazma islemleri kontrolll
sekilde yonetilecek, erisim
cakismalarini 6nlemek amaciyla
zamanlama ve erisim kontrol
mekanizmalari uygulanacaktir.
Flyback Gig¢ Kati Gelistirilecek Modiillerin izole ve kararli enerji Gug Kaynagi Kayra Emiroglu Herhangi bir
Tasarimi beslemesini saglamak amaciyla, Tasarimi danismanlik hizmeti
disuk gug tuketimli ve yiksek alinmayacak.
verimli Flyback topolojisi
kullanilacaktir.

3250382

6/60



Backend ve Veri Gelistirilecek loT tabanli sistemin uzaktan Uzaktan izleme Nemyit Aktan Herhangi bir
Tabani Tasarimi izlenmesi, cihaz Sistemi danismanlik hizmeti
konfiglirasyonlarinin yonetilmesi ve alinmayacak.
toplanan verilerin analiz edilmesi
icin glclu bir backend altyapisi ve
veri tabani tasarimi gereklidir.

Teknik/Teknolojik Belirsizlik ve Zorluklar

Kurulusunuzun mevcut bilgi birikimini ve gegmis projelerden elde ettigi yeteneklerini dikkate alarak, dnerilen projenin gelistiriimesi sirasinda
deneyim sahibi olmadiginiz, ilk kez karsilasacaginiz, Ustesinden gelmeniz gereken teknik/teknolojik belirsizlikleri ve zorluklari acgiklayiniz.

Harmonik ve rezonans analizi, firmamizin daha 6énce dogrudan ¢alismadidi bir alandir. Gig kalitesini korumak ve olasi rezonans durumlarini
onlemek igin dogru 6lgim tekniklerinin belirlenmesi, analiz yontemlerinin gelistiriimesi ve uygun koruma algoritmalarinin olusturulmasi
gerekmektedir.

Bir diger zorluk CANBus haberlesme protokolldir. Projede tim modillerin glivenli ve senkronize bir sekilde haberlesmesi i¢gin CANBus
kullanilacaktir. Ancak, veri iletiminde hata yonetimi, senkronizasyon ve givenlik mekanizmalarinin uygulanmasi firmamiz igin yeni bir teknik alan,
Onceki projelerimizde deneyimimiz olmasina ragmen LCD ekran modiilii ve arayiiz yazilimi konusunda da bazi teknik zorluklarla
karsilasiimaktadir. Ozellikle, endiistriyel ortama uygun, hizli ve kullanici dostu bir arayiiz gelistiriimesi, veri isleme siireglerinin optimize edilmesi ve
haberlesme entegrasyonunun saglanmasi dikkat gerektiren konular arasindadir.
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B.3 - PROJENIN SOMUT / OLGULEBILIR HEDEFLERLE TANITIMI VE ¢OZUM YAKLASIMLARI (AR-GE SISTEMATIGI)

B.3. Projenin Somut / Qlgiilebilir Hedeflerle Tanitimi ve Céziim Yaklagimlari (Ar-Ge Sistematigi)
Proje Hedefleri

Projenin hedeflenen c¢iktilarini tanimlayan, en 6nemli (en fazla 5 adet) somut ve oél¢ilebilir basari élgitlerini (kapasite, fiziksel boyut, calisma
kosullari, hiz, gesitli performans degerleri, vb.) asagidaki tabloda belirtiniz.

Basari Olgiitii Hedeflenen Deger
Tristor anahtarlamada sifir gecis noktasindan kayma miktari <5°
Maksimum yiik ve ortam sicakliginda, tristdr junction sicakhgi <90°C
Akim ve Gerilim Olgiim Dogrulugu <%2
Sistem Parametreleri (akim, gerilim, sicaklik, THD vb.) Olciim ve Yenileme Siiresi <=500ms
80A Kapasiteli Model Uretim Maliyeti <50usd

Proje Hazirlik Calismalari

Proje konusuna iliskin literatir ve patent arastirmalari, teknik fizibilite calismalari ve takip edilecek standart / sartnamelerle ilgili proje basvurusu
oncesinde edinilen bilgileri, asagidaki tablo ve alanlarda belirtiniz.

Projeye katki saglayacak —varsa- literatiir arastirmasi sonuglari:
Yayin Adi Tarihi

Design of the Control 19.11.2013
System for Thyristor
Switched Capacitor Devices

Yazar(lar)

G. Premkumar, B.
Muthukumar

Projeye Girdi Olusturacak Ozet Bilgi

Calismada, mikrodenetleyici kontrolli Tristor
Anahtarlamal Kapasitér (TSC) sistemi tasarlanmis ve gli¢
faktoru diizeltme uygulamalarinda basariyla kullaniimistir.

Glg faktort 6lgim, sifir gegis tespiti ve tristor
anahtarlamasi detayli olarak ele alinmistir. Projede, dusuk
maliyetli ve hassas kontrol stratejileri gelistirilmis olup, bu
yontemler proje kapsaminda uygulanacak TSC modiil
tasarimina katki saglamaktadir.

Calismada, tristér anahtarlama devreleri i¢cin RC snubber
tasarimi yapilmis ve PSpice ile similasyonu
gerceklestirilmistir. Ani gerilim degisim hizlarini
sinirlayarak tristér korumasi ve glvenli anahtarlama
saglanmistir. Projede, dv/dt korumasi ve anahtarlama
glvenilirligi icin referans alinacaktir.

Design of Snubber Circuit
for Thyristors Using PSpice

01.03.2013 Nancy Merin Thomas

The Data Acquisition and
Control System Based on
IoT-CAN Bus

07.07.2021

He Gong, Ji Li, RuiWen Ni,
Pei Xiao, Hang Ouyang, Ye
Mu, Thobela Louis Tyasi

Calismada IoT-CAN tabanli, modiiler ve dagitik veri
toplama ve kontrol sistemi gelistirilmistir. Heterojen
cihazlar arasinda veri iletisimi ve standardizasyon
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saglanmistir. Sistem, farkli sensoér ve akttatorleri uyumlu

sekilde yoneterek, dustk maliyetli ve 6lgeklenebilir bir yapi

sunmaktadir. Projede gelistirilecek loT ve CANBus

haberlesme altyapisinin olusturulmasinda referans
alinacaktir.

Proje konusu ile iliskili —varsa- patent / faydali model arastirmasi sonuglari:

Patent Numarasi Patent Ofisi Yili Patent / Bagvuru Sahipleri Projeye Girdi Olusturacak Ozet Bilgi
CN105896563B CNIPA - Gin Ulusal 2016 LANGFANG IN-POWER | Patent, anti-paralel tristorlli kapasitér anahtarlama
Fikri Miilkiyet idaresi ELECTRIC Co Ltd devresinde sifir gegisli tetikleme kontrol yontemini
(China National tanimlar. Tristorler yalnizca sifir gegis noktasinda
Intellectual Property tetiklenir, bdylece istenmeyen anahtarlamalar
Administration) onlenir. Gelistirilecek projede benzer sifir gegisli
anahtarlama bulunmakla birlikte patentteki yéntem
incelenecektir.
KR20170098062A KIPO - Kore Fikri 2016 LSIS Co., Ltd. Patent, anti-paralel bagl tristorler igin bir hata
Mulkiyet Ofisi tespit devresini kapsamaktadir. Sistemde iki akim
(Korean Intellectual sensorl kullanilarak her bir tristérin durumuna
Property Office) iliskin dlgimler alinir ve ariza kosulu saglandiginda

hata bildirimi yapilir. Gelistirilecek projede benzer
hata tespit mekanizmalari bulunacagi igin
incelenecektir.

Teknik on fizibilite calismalarinin —yapildi ise- 6zet bulgulari:

Kullanilacak mikrodenetleyiciler, tristérler, haberlesme altyapili entegreler (CANBus, loT altyapilari) ve koruma elemanlari (snubber, varistor,
sicaklik sensorleri vb.) igin teknik 6zellik analizleri yapiimistir. Yapilan degerlendirmeler sonucunda, ihtiyaglarimizi karsilayacak dliizeyde ve
endustriyel uygulamalara uygun, maliyet etkin Urunlerin piyasada rahatlikla temin edilebilecedi sonucuna ulasiimistir.

Moduler yapiy! hayata gegcirebilecek, uzun yillar boyunca sirekli yazma islemlerinde dayaniklilik gésterecek bellek entegreleri detayli sekilde
incelenmistir. Yapilan analizler sonucunda ferroelektrik RAM (FRAM) teknolojisine sahip bellek ¢éziimleri 6n plana ¢ikmistir. FRAM entegreleri,
yuksek yazma dayanimi (tipik olarak 10714 yazma dongisi) ve disuk gug tiketimi avantajlariyla, modiller arasi paylasiml hafiza yapisinda
glvenilir veri aktarimi ve uzun émdarld kullanim imkani saglamaktadir.

Yapilan incelemelerde, THD, RMS ve benzeri gl¢ kalitesi hesaplamalarinin, distk konfigiirasyonlu ve disik maliyetli ARM tabanli mikroislemciler
ile yUksek dogruluk ve yeterli hizda gergeklestirilebilecegi tespit edilmistir. Bu bulgu, gelistiriimesi planlanan koruma fonksiyonlarinin sorunsuz bir,
sekilde ve uygun maliyetle hayata gegcirilebilecegdi sonucunu desteklemektedir.

Proje ciktisina iliskin takip edilecek standartlar / sartnameler:

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ve Guvenlik Standartlari IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-4
Elektriksel Glvenlik ve Termal Koruma Standartlari IEC 60204-1 / IEC 60947-4-3
Endistriyel otomasyon ve haberlesme protokolli CANBus (ISO 11898)

Algak Gerilim Direktifi (LVD) 2014/35/EU

|Ar-Ge Sirecinde Kullanilacak Yontemler |
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Tanimlanan proje hedeflerine ulasmak icin uygulanacak analitik / deneysel ¢dzim yéntemlerini belirtiniz. (NOT: Bu bélimde sunulan proje 6zelinde
hangi teknik / bilimsel yaklasimlarin ve bunlara ait asamalarin takip edilecegi agiklanmall, is paketleri isimleri ya da her projede olabilecek standart
/ rutin calisma yontemleri tekrarlanmamalidir.)

Sistemin dagitik modiillerden olusacak olmasi nedeniyle, her bir moduiliin gelistiriimesinde kendine 6zgl gelistirme, test ve dogrulama yéntemleri
uygulanacaktir. Her moddil, belirli bir islevden (6rnegin; tristdr anahtarlama, sicaklik izleme, harmonik ve rms 6lglimleri vb.) sorumlu olacak sekilde
tasarlandigindan, modullerin yazilim ve donanimlari bagimsiz olarak gelistirilecek ve islevsel testlere tabi tutulacaktir.

Her moddl;

Kendi bagimsiz yazilim gelistirme surecine sahip olacak,

Gercek zamanli galisabilirlik, hata toleransi ve senkronizasyon testleri yapilacaktir,

Gomdlu yazilim birimleri, unit test ve integration test asamalarindan gegirilecektir,

Donanim bilesenleri igin elektriksel dayanim testleri, ylik similasyonlari ve termal performans testleri uygulanacaktir.

Bu modiiller, daditik yapi gergevesinde paylasimli hafiza Gizerinden entegre edilecek ve sistem genelinde bitunlesik performans dogrulama testleri
gercgeklestirilecektir. Boylece her modil kendi basina hata izolasyonu ve guvenilirlik saglarken, genel sistem performansi da dagitik bir yapi
Uzerinden optimize edilecektir.

loT ve konfiglrasyon igin gelistirilecek yazilm araclari da bagimsiz test sireglerinden gegirilecektir. Bu kapsamda; CANBus protokolleri Gizerinden
veri alisverisi, baglanti kesintisi sonrasi yeniden baglanma ve veri bitiinligu, yetkilendirme, veri sifreleme (TLS/SSL), erisim seviyeleri gibi glivenlik
mekanizmalari, Kullanicilarin sistem parametrelerini degistirebilmesi icin gelistirilen yapilarin kullanici araytzi (Ul/UX) dogrulamasi, veri

glincelleme hizlar ve yapilandirma tutarliligi test edilecek, loT sisteminin eszamanli baglantilar, blyuk veri yikleri ve ani veri akisi degisimlerine
nasil tepki verdigi 6lciimlenerek, performans optimizasyonlari saglanacaktir.
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B.4 - PROJENIN YENILIKGi YONLERI

B.4. Projenin Yenilikgi Yénleri
Yenilikler

Projede hedeflenen ¢iktinin yenilik¢i yonlerini, pazar ve sektérdeki (firma iginde, yurt icinde veya disinda) benzerlerine gére éngortlen farkhhklarini,
avantajlarini, stinliklerini kisaca 6zetledikten sonra, asagidaki iki tabloda mimkiin oldugunca somut/sayisal, 6lgulebilir degerlerle kiyaslayarak
belirtiniz.

Gelismis Koruma Fonksiyonlari

Asiri akim korumasi, gerilim/akim THD korumasi, her bir tristor igin ayrik sicaklik izleme ve korumasi saglanacaktir. Mevcut Griinlerde bu 6zellikler
ya bulunmamakta ya da sinirli diizeydedir.

CANBus iletisim altyapisi ile sistemler arasi hizli, gtivenilir haberlesme ve loT tabanl uzaktan izleme imkani saglanmaktadir. Mevcut ¢oézimler,
RS485 gibi daha kisith protokoller kullanmakta veya hi¢c haberlesme imkani sunmamaktadir. Uriin, Endistri 4.0 uyumludur. SCADA ve diger
otomasyon sistemlerine kolay entegrasyon sunarak kestirimci bakim ve merkezi yonetim avantajlar saglar.

Toplam anahtarlama siresi kaydedilecek ve takip edilecektir. Toplam anahtarlama sayisi sirekli olarak izlenecek ve kayit altina alinacaktir.Sistem,
meydana gelen tim hata ve uyarilari detayli olarak kaydedecek, kullaniciya gegmis olaylar hakkinda bilgi sunacaktir. Bu ézellikler, kestirimci bakim
ve ariza analizlerinde blylk kolayhk saglayacaktir.

Gelistirilecek Akilli Tristdr Anahtarlama Moddill, bagh oldugu kapasitér bankalarinin siga (kapasite) degerlerini siirekli izleyerek performans
dususlerini ve arizalari erken asamada tespit edebilecektir.

Gelistirilmekte olan proje ¢iktisina en yakin 6zelliklere sahip mevcut cihaz, EPCOS TSM-LC-S serisidir. Bu cihaz, piyasada dinamik reaktif gug,
kompanzasyonu ¢dzimleri arasinda belirli bir performans dizeyi sunmakla birlikte, yalnizca EPCOS firmasina ait BR7000-1-TH/S485 rélesi ile
uyumlu calisacak sekilde dizayn edilmistir. Bu durum, kullanicilari belirli donanimlara bagimli hale getirmekte ve sistem entegrasyonu esnekligini
ciddi sekilde kisitlamaktadir. Uriiniimiiz, piyasada yaygin olarak kullanilan her marka ve model DC ¢ikis veren réleler ve otomasyon sistemleriyle
uyumlu olacaktir.

Snubber devresi ile dv/dt korumasi saglanacak; tristériin kapali konumda oldugu durumlarda, aniden degisen gerilim (ylUksek dv/dt) nedeniyle
istemsiz tetiklenmeler 6nlenecektir. Ayrica, uygun varistorler ile sebekede olusabilecek transient (ani) gerilim darbelerine karsi tristorler etkin
bicimde korunacaktir. Piyasadaki birgok mevcut triinde bu tir koruma devreleri ya hi¢ bulunmamakta ya da yetersiz ve dogru muhendislik
hesaplamalari yapilmadan tasarlanmis durumdadir.

Gelistirilecek Akilli Tristér Anahtarlama Modulu, Gzerinde entegre OLED LCD gosterge paneli ile donatilacaktir. Bu ekran, sistemin durumunu anlik
olarak izleme, parametreleri gériintileme, konfiglirasyon yapma ve manuel devreye alma / test islemleri gergeklestirme imkani saglayacaktir.
Gelistirilecek sistemde, geleneksel yapi olan yiiksek konfigirasyonlu tek bir DSP/MCU ile tim sistemi kontrol etme yénteminin yerine, disuk
konfiglirasyonlu MCU'lardan olusan, modiler ve dagitik bir kontrol mimarisi kullanilacaktir. Bu yaklasim, sistemin esnekligini, gtivenilirligini ve
olceklenebilirligini artirmayi hedeflemektedir.

a)Onerilen proje giktisinin kurulusunuzun mevcut riinleri/siiregleri ve daha énce tamamladigi Ar-Ge projelerinin ciktilariyla kiyaslanmasi

Teknik Ozellik Proje Ciktisi Thyricon Endustriyel Serisi Thyricon Standard Serisi
Haberlesme CanBus Yok Yok
THD Akim/Gerilim Korumasi Var Yok Yok
Anahtarlama Sayisi Tutma Var Yok Yok
Asiri Akim Korumasi Var Yok Yok
Kapasitor Korumasi Var Yok Yok
LCD Ekran Var Yok Yok
Anahtarlama Suresi Var Yok Yok
Sicaklik Korumasi Var - Her Tristor Ayri Var Var
b)Onerilen proje giktisinin yurtigi/yurtdisi pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kiyaslanmasi
Teknik Ozellik Proje Ciktisi EPCOS TSM-LC-S | ENTEK ENT-SC | Clariant TSM serisi | Influx Power TSM Grup Arge KSK
Serisi serisi Serisi
Anahtarlama Sayisi Var Yok Yok Yok Yok Yok
Tutma
Sicaklik Korumasi Var - Her Tristor Var Var Var Var Var
Ayri
Haberlesme CanBus Belirtiimemis RS485 Yok Yok Yok
Asirt Akim Var Belirtiimemis Yok Yok Yok Yok
Korumasi
THD Akim/Gerilim Var Yok Yok Yok Yok Yok
Korumasi
Kapasitor Korumasi Var Var Yok Yok Yok Yok
LCD Ekran Var Var Yok Yok Yok Yok
Anahtarlama 10-30VDC / CanBus| Sadece BR7000-I- 10-30vVDC 12V/24VDC 12V/24VDC 9-30VDC
TH/S485 Rolesi
Kapasite 10-200kVar up to 50kVar 25-50kVar 5-200KVAr 10-100kVar 10-100kVar
Secenekleri
Calisma Gerilimi 250V/440V/690V 440V 440V/690V 380V/660V 440V 230V/400V
Secenekleri
Anahtarlama Siuresi Var Var Yok Yok Yok Yok
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C.1.1. Is Zaman Gubuk Grafigi

2025 - 1. DONEM

2026 - 2. DONEM

12[60

Bistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Modiiller

12.

8. 9. 10.
i$ PAKETi 1 |Arasi Baglantilar, Yerlegim Plani ve Hafiza
Haritasinin Olusturulmasi
Modailler Arasi Baglanti Tablosu Baglantilar,
Yerlesim Plani ve Hafiza Haritasinin Olusturulmasi
Sistem Hafiza Haritasi
Uriin Modelleri ve Ana Bilegen Listesi
iS PAKETi 2 [Sensor Karti -
Akim Sensér Modiili Donanimi
iS PAKETi 3 |Test Kartlari -
Paylagiml Hafiza Test Karti
Dijital ve Analog I/O Test Karti
iS PAKETi 4 |Sicaklik Olgiim/Koruma Modiilii _
Sicaklik Olgiim Koruma Karti Donanimi
Sicaklik Olgiim Koruma Karti Goémiilii Yazilimi
iS PAKETi 5 |Tristor Akim Karti / Snubber Tasarimi
40-60A, 80-120A ve 160A modelleri igin Tristor
Akim Kartlari
Snubber ve Gerilim Koruma Donanimi

Haberlesme Modlii Donanimi ve Gom{lii Yazilimi




iS PAKETI 7

Akim Gerilim Olgiim Modiilii

Akim Gerilim Olgiim Modiilii
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Akim Gerilim Olgiim Modiili Gémiilii Yazilimi

iS PAKETI 8

Bifir Gegis Trist6r Suriicii Modiilii Tasarimi

Sifir Gegis Tristor Suricti Moduli Donanimi

Sifir Gegis Tristor Suriici Modauli Gomulu Yazihmi
test edilmesi

i$ PAKETi 9

Ekran Modiilii Gelistirilmesi

LCD Ekran Donanimi

LCD Ekran Goémula Yazilimi

i$ PAKETi 10

Masaiistli Baglant: Arayiizii Gelistirilmesi

Node.js/Express.js USB Veri Entegrasyonu/Backend
Altyapisi altyapisi

Gergek Zamanl Grafik Altyapisi gorsellestirmesi.

Veri Yonetimi ve Loglama Altyapisi

iS PAKETI 11

Ana Kart Tasarimi

Anakart Donanimi

Anakart Gomald Yazilim

iS PAKETi 12

Gli¢ Kaynagi Tasarimi

Flyback Giig Kati

iS PAKETi 13

Konfigiirasyon ve izleme igin Android Mobil
Uygulama Gelistirilmesi

I
{RE
|

Cift Yonli USB OTG-Web Katmani@




Sifreli Lokal Veritabani Aktarimi

14{60

Hizl Grafik Gorsellestirme

JWT ve SSL ile API Giivenligi®

i$ PAKETI 14

Mekanik Tasarim

Mekanik Prototipler

i$ PAKETI 15

Modiil Entegrasyonlari/Diizeltmeler/
Varyantlar ve Yazilimlar

Modil entegrasyon testleri ve hata tespit raporlari

Glincellenmis yazihm strtimleri

iS PAKETI 16

Termal Testlerin Gergeklestirilmesi

Termal Test Raporu

iS PAKETI 17

Uzaktan izleme Sistemi

SocketCAN Destekli CANbus-TCP Koprusi

Tek Kanalli MQTT-REST iletisimi

TimescaleDB ile Veritabani Optimizasyonu

iS PAKETI 18

Kullanici Dékiimantasyonu

Teknik Spesifikasyon

Haberlesme Dokimani

Kullanma Kilavuzu

iS PAKETI 19

EMC/LVD Testleri




EMC ve LVD Sertifikalari

i$ PAKETi 20

Uretim Prosediirlerinin Hazirlanmasi

Uretim Test Talimatlari ve Kalite Kontrol Listeleri
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Uretim Siire¢ Dokiimanlari




C.1.2. s Paketleri Listesi

is Paketi Sira No 1 (Is Paketi Kodu:567825)

is Paketi Ad Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Modlller Arasi Baglantilar, Yerlesim Plani ve Hafiza Haritasinin
Olusturulmasi

Baslama-Bitis Tarihi ve Suresi 01.07.2025-31.07.2025 30 giin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi ve dokiimantasyonu

Moddiller arasi baglanti ydntemlerinin ve veri iletisim protokollerinin tanimlanmasi
Terminal baglanti noktalarinin, giris-¢ikis terminallerinin belirlenmesi

Farkli sistem konfiglirasyon ve varyantlarinin degerlendiriimesi

Donanim gereksinimlerinin belirlenerek sogutucu, tristdr ve fan segimi

Sistem parametrelerinin tanimlanmasi

Hafiza haritasi ve modiiller arasi veri paylasimi kurallarinin olusturulmasi

Uriin modelleri ve ana bilesen listesinin hazirlanmasi

2 - Is paketinde kullanilacak ydntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Proje ekibi, sistem analizi ve fonksiyonel gereksinim belirleme ¢alismalari kapsaminda bir araya gelerek, sistemin moduler yapisina uygun baglanti
topolojisini tasarlayacaktir. Ekip tyeleri, sistemin farkli moddilleri arasindaki veri iletisimi ve koordinasyon kurallarini belirleyerek, paylasimli hafiza
yonetimi sureglerini tanimlayacaktir. Ayrica donanim bilesenleri igin sogutma ¢ézimleri ve mekanik boyutlandirma gereksinimleri degerlendirilecek;
sistem parametrelerinin (akim, gerilim, sicaklik, THD vb.) 6lcim frekansi ve dogruluk hedefleri, teknik analizler dogrultusunda belirlenecektir. Tim
bu ¢alismalar, sistem bilesenlerinin entegre sekilde ve guvenilir olarak ¢alismasini saglamak amaciyla detayli olarak yurutulecektir.

3 - Is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayl gerekge gdsteriniz).

Veri giriimemistir.

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren 6lcilebilir/'somut teknik ara ciktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi is Paketi
Modiller Arasi Baglanti Tablosu 2025-07-31 00:00:00.0 Proje Geneli
Sistem Hafiza Haritasi 2025-07-31 00:00:00.0 Proje Geneli
Uriin Modelleri ve Ana Bilesen Listesi 2025-07-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 2 (Is Paketi Kodu:567826)

is Paketi Ad Sensor Karti Gelistiriimesi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.08.2025-31.08.2025 30 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJi TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Hall Effect sensoriiniin segimi ve temin edilmesi.

Olglilecek akim hatti (izerine yerlestirilecek sensér kartinin tasarlanmasi.

PCB tasariminin tamamlanmasi ve Uretime génderilmesi.

Uretilen kartlarin bilesen dizgisinin (montajinin) yapilmasi.

Sensor kartinin test edilmesi, kalibre edilmesi ve dogrulugunun hesaplanmasi.
Sensorin ¢ikis gerilimi ile akim arasindaki iliskiyi belirlemek icin élglimler yapiimasi.
Kartin diger prototiplerle kiyaslanarak malzeme kaynakli varyasyonlarin analizi.
Sonuglarin degerlendiriimesi ve tasarimin optimize edilmesi.

2 - Is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Hall Effect sensorii, akim hattinin olusturdugu manyetik akiya bagli olarak ¢ikis gerilimi Gretmektedir. Sensoriin i¢ geometrisi bilinmediginden, akim
hattina olan optimum mesafe deneysel yontemlerle belirlenecektir.

Deneysel kalibrasyon yontemi uygulanarak, sensériin konumu adim adim degistirilip ¢ikis gerilimleri élgulecek ve optimum mesafe belirlenecektir.
Sensoriin diger akim yollarindan etkilenmemesi icin yerlesimi PCB kalinhgi ile sinirlandirilacaktir.

Transfer fonksiyonu belirlenerek, sensor ¢ikis voltaji ve akim arasindaki iliski matematiksel olarak modellenerek dogruluk artirilacaktir.

Farkli prototipler Gzerinde test yapilarak, malzeme kaynakli 6lgim sapmalari analiz edilecektir.

Elektromanyetik girisim (EMI) etkileri incelenerek uygun filtreleme yéntemleri uygulanacaktir.

Ozgiin Katkilar:

Optimum sensor yerlesiminin belirlenmesi

Akim-sensOr mesafesinin tasarimla optimize edilmesi

Transfer fonksiyonunun ¢ikariimasi ve dogrulugunun artiriimasi
Malzeme kaynakli varyasyonlarin analizi ve guvenilirligin artiriimasi
EMI etkilerinin azaltiimasi

incelenecek Parametreler:

Sensor gikis voltaji - Akim iliskisi

Sensdr mesafesinin dogruluk lzerindeki etkisi
Olgiim hassasiyeti ve tekrarlanabilirlik
Sicakligin sensor performansina etkisi

EMI kaynakli sinyal bozulmalar

Farkli prototiplerde 6lcim standart sapmasi

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapllacag! Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluslarda)
Sensor Karti Deneyi ve Mesafe sensorl, Uzerinden akim gegen hattin Firmada Veri girilmemistir.
Belirlenmesi olusturdugu manyetik akinin sensér iginden

gegen bileseni ile orantili bir ¢ikis gerilimi
Uretmektedir. Mesafe g6z 6niine alinarak
sensor cikisindaki gerilimin gézlenmesi.

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.
Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Akim Sensér Moduli Donanimi 2025-08-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 3 (is Paketi Kodu:569122)

is Paketi Ad Test Kartlari Gelistiriimesi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.08.2025-31.08.2025 30 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

FRAM entegrenin secimi, temini ve haberlesme testi.

Modiillerin birbirinden bagimsiz gelistirilebilmesi igin gerekli olan test kartlarinin (paylasimli hafiza & dijital/analog 1/O) tasarlanmasi.
PCB tasarimi, Uretimi ve bilesen dizgisinin tamamlanmasi.

Test kartlarinin fonksiyonel testlerinin yapiimasi.

Geri bildirimlere gére tasarimin optimize edilmesi ve dokiimantasyonun tamamlanmasi.

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

is Paketinde Kullanilacak Yéntemler ve Ozgiin Katkilar

FRAM Entegrasyonu: 12C haberlesmesi test edilerek veri ¢cakismalari 6nlenecektir.
Test Karti Tasarimi: Paylasimli hafiza ve giris/gikis testleri icin PCB tasarlanacaktir.
Fonksiyonel Testler: Kartlar, modullerle entegrasyon saglanarak dogrulanacaktir.
Optimizasyon: Test sonuglarina gore tasarim giincellenerek performans artirilacaktir.
Ozgiin Katkilar

Bagimsiz yazilim gelistirme ortami olusturulacaktir.

Gergekgi test senaryolari igin donanim similasyonu saglanacaktir.

FRAM veri yonetimi optimize edilecektir.

Modiiller arasi haberlesme guvenilirligi artinlacaktir.

incelenecek Parametreler

FRAM'in I12C haberlesme dogrulugu

Veri gakismalarini énleme mekanizmalari

Dijital ve analog giris/¢ikis dogrulugu

Modiillerle entegrasyon performansi

PCB tasariminin sinyal kalitesine etkisi

3 - Is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapilacag: Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluglarda)
Test Kartlarinin Fonksiyonel Paylasimli hafiza test karti ve dijital/analog Firmada Veri girilmemistir.

giris-cikis test karti tasarlanarak, gémuili
yazilim gelistirme sureglerinin bagimsiz
sekilde yiritulmesi saglanacaktir.

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Paylasimli Hafiza Test Karti 2025-08-31 00:00:00.0 Proje Geneli
Dijital ve Analog I/0 Test Karti 2025-08-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 4 (Is Paketi Kodu:570136)

is Paketi Ad Sicaklik Olciim/Koruma Modiilii

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.08.2025-31.10.2025 91 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Sicaklik Olglim Koruma Karti Donanimi:Uygun sicaklik araliginda galisan termistor segilecek, maliyet/performans dengesi gézetilecek ve devre
sematigi olusturulacaktir. Devre sematigine uygun olarak PCB tasarlanacak, uretilecek ve bilesenler dizilerek montaj islemleri tamamlanacaktir,
Sicaklik Olgiim Koruma Karti Gémiilii Yazilimi:Termistér okuma, sicaklik hesaplama, fan kontrolii ve diger modiillerle haberlesme igin yazihm
gelistirilecektir. Farkli sicaklik esik degerleri igin fanin agma/kapama senaryolari test edilecek, tim bilesenlerin birlikte ¢calismasi dogrulanacaktir,
Sicaklik Olgiim Koruma Karti Analiz ve Kalibrasyon Calismalari:Tristérlerin en gok 1sindii noktalar belirlenerek sicaklik sensérlerinin yerlesimi
optimize edilecektir. Olglim dogrulugunu artirmak igin sicaklik sensérlerinin kalibrasyonu yapilacaktir.

Raporlama ve Belgelendirme:Sistem testleri, analizler ve teknik dokiimantasyon hazirlanacaktir.

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Kullanilacak Yontemler ve Teknikler Yontem: Termistor ile sicaklik dlgimu igin gerilim bdlucu devre kullanilarak termistérun direng degisimi
MCUnun ADC kanali ile okunur. Termal kamera analizi ile sogutucu Gzerindeki sicaklik dagihmi haritalandirilarak tristérlerin en yiksek isinma
bdlgeleri belirlenir. Belirlenen bdlgelere yerlestirilen termistér sicaklik dlgimleri yapilir. Belirlenen esik degerler ve zamanlamalar dogrultusunda
fanin galistirlmasi ve durdurulmasi dinamik olarak yénetilecektir.

Ozgiin Katki: Segilecek termistériin sicaklik araligina ve karakteristigine gére devre elemanlarinin optimize edilmesi saglanacaktir. Termal kamera
ile tristér eklem noktalarinin édnceden tespit edilmesi ve bu verilere gore sensoér yerlesiminin optimize edilmesi sayesinde sicaklik takibi daha
hassas gerceklestirilecektir. Ayrica, ADC ile alinan sicaklik verilerinin dogrulugunu artirmak i¢in uygun referans gerilimi ve 6lgim araligi
belirlenecek, bdylece daha glvenilir sicaklik izleme saglanacaktir.

incelenecek Parametreler: ADC okuma dogrulugu ve kararlilig, sicaklik dagilimi ve kritik bélgeler, tristér ile sogutucu arasindaki isil fark.

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapllacag! Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluslarda)
Donanimsal ve Fonksiyon Testleri | Uretilen devrenin tasarim gereksinimlerine Firmada Veri girilmemistir.

uygunlugu dogrulanarak tum
fonksiyonlarinin dogru calistigi kontrol

edilecektir.
Termistor Kalibrasyonu ve Gerilim Sicaklik élgtimlerinin dogrulugunun Firmada Veri girilmemistir.
Béllci Devre Testi saglanmasi igin termistorlerin kalibrasyonu

yapilacak, MCU'nun dog@ru analog degerleri
okudugu dogrulanacaktir.

Termal Kamera ve Sicaklik Dagilimi Tristérlerin en ¢ok 1sindigi bolgeler Firmada Veri girilmemistir.
Analizi belirlenerek sensorlerin en dogru noktaya
yerlestiriimesi saglanacak, ayrica sogutucu
Uzerindeki sicaklik dagihminin homojen
olup olmadigi incelenecektir.

GOmulu Yazilim, Senaryo Tabanl | Sicaklik esik degerlerine gore hata tespiti Firmada Veri girilmemistir.
Sistem ve Termal Performans ve fan kontrolu dogrulanarak farkh sicaklik
Testleri kosullarinda sistemin davranisi test

edilecektir. Ayrica, tristorlerin ani sicaklik
degisimlerine verdigi tepki
gbzlemlenecektir.
4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Sicaklik Olciim Koruma Karti Donanimi 2025-09-30 00:00:00.0 Proje Geneli
Sicaklik Olciim Koruma Karti Gémiili Yazilimi 2025-10-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 5 (Is Paketi Kodu:570145)

is Paketi Ad Tristor Akim Karti / Snubber Tasarimi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.08.2025-31.08.2025 30 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJi TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Tristér akim kartlarinin gereksinim analizinin yapilmasi

Yiksek akim tasima kapasitesine uygun devre semasi ve PCB tasariminin yapilmasi
PCB kalinligi (20Z, 30Z) ve 4-6 katmanli yapi alternatiflerinin degerlendiriimesi
Akim tasima yollarinin genisletiimesi ve termal analizlerin gergeklestiriimesi

Hall Effect akim sensorlerinin segimi ve yatay akim hattina entegre edilmesi
Mikrodenetleyici tabanli gergek zamanh akim élgiim entegrasyonu

Tristor dv/dt korumasi igin uygun RC snubber devresinin tasarimi

Varistorlerle gerilim darbe ve dalgalanmalarina karsi koruma devresi gelistiriimesi
Snubber ve tristér anahtarlama dalga formlarinin osiloskop analizi ile incelenmesi
PCB terminal baglantilarinin mekanik ve elektriksel dayanim testlerinin gergeklestiriimesi
Test verilerinin analiz edilmesi ve raporlanmasi

Tasarlm revizyonu (gerekirse) ve final Grlin olusturulmasi

- is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi ézgiin katkilarinizi aciklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
Bu is paketinde, yiksek akim tasima kapasitesine sahip tristor akim kartlarinin gelistirilmesi igin optimize edilmis PCB tasarim yontemleri
kullanilacaktir. Ozellikle, akim tasima yollarinin genisletimesi, PCB kalinliklarinin artirilmasi (8rnegin 20Z, 30Z) ve gok katmanl PCB mimarilerinin

(4-6 katman) degerlendirilmesi 6n planda olacaktir. Bu tasarimlar, termal analiz yazilimlari ile desteklenerek sicaklik dagilimi ve akim yogunlugu
bakimindan incelenecek ve optimize edilecektir.

Hall Effect tabanl akim sensérleri, modile entegre edilerek gercek zamanl ve yiksek hassasiyetli akim 6lcimi saglanacaktir. Bu kapsamda,
sensor yerlesimi ve akim hatlari Gzerindeki entegrasyon detayli olarak analiz edilecek, sinyal butinligu ve 6lgim dogrulugu parametreleri
degerlendirilecektir. Olglim sisteminin, diisiik gecikme siiresi ve yiiksek dogruluk ile galismasi hedeflenecektir.

Tristorlerin glivenli galismasini saglamak amaciyla dv/dt koruma devreleri (snubber) tasarlanacaktir. Snubber devresinin RC bilesenleri, tristorin
anahtarlama karakteristiklerine ve ¢alisma gerilimlerine gore optimize edilecek; ayrica varistorler kullanilarak gerilim darbelerine karsi ek koruma
saglanacaktir. Bu koruma sistemlerinin etkinligi, osiloskop ile dalga formu analizleri ve test senaryolari Gzerinden degerlendirilecektir.

incelenecek temel parametreler arasinda, PCB akim yogunlugu, sicaklik dagilimi, Hall Effect sensérlerinin 8lgiim dogrulugu, snubber devresinin
dv/dt koruma etkinligi ve terminallerdeki gerilim disumu yer almaktadir.

3 - Is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapilacag: Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluglarda)
Termal Kamera ile Sicaklik Olgiimii Yuksek akimda PCB isinmasini Firmada Veri girilmemistir.
degerlendirmek
PCB Akim Tasima Kapasitesi Testi Guvenli galisma araligini belirlemek Firmada Veri girilmemistir.
Hall Effect Sensér Dogruluk Testi Olglim hassasiyetini ve sapmalari Firmada Veri girilmemistir.
belirlemek
Snubber ve Varistor Testi Gerilim koruma etkinligini 6lgmek Firmada Veri girilmemistir.
Osiloskop ile Dalga Formu Tristér anahtarlama davranisini analiz Firmada Veri girilmemistir.
Incelemesi etmek
Elektriksel Dayanim Testi PCB'nin nominal akim ve gerilim altinda Firmada Veri girilmemistir.
guvenligini dogrulamak
Mekanik Dayanim Testi PCB terminallerinin bagdlanti glivenligini test Firmada Veri girilmemistir.
etmek
4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.
Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
40-60A, 80-120A ve 160A modelleri igin Tristor Akim 2025-08-31 00:00:00.0 Proje Geneli
Kartlari
Snubber ve Gerilim Koruma Donanimi 2025-08-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 6 (Is Paketi Kodu:570697)

is Paketi Ad Haberlesme Modulu

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.08.2025-30.11.2025 121 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

RS485 haberlesme protokoliinin teknik gereksinimlerinin belirlenmesi
Donanim tasarimi ve bilesen segimi

Yazilim gelistiriimesi

Haberlesme testlerinin ve hata analizlerinin yapiimasi

Protokol Testi ve Dogrulama

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Ydéntemler:

EMI/EMC uyumlu PCB tasarimi ve ylksek frekans optimizasyonu.

CANopen protokolii ile SDO islemlerinin yapilandiriimasi ve testi.

USB CDC protokolii ile iletisim fonksiyonlari gelistiriimesi.

Ozgiin Katkilar:

CANopen protokoliinin optimize edilmis SDO islemleri icin 6zgiin yazihm gelistiriimesi.

USB ve CANBus haberlesmesinin ayni anda aktif oldugu durumlarin test edilmesi ve entegrasyon saglanmasi.
incelenecek Parametreler:

iletisim hizi ve veri dogrulugu.

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapilacag: Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluglarda)
CANopen ve USB Hiz Testi CANopen protokoliiniin dogru calistigini Firmada Veri girilmemistir.
dogrulamak.
USB ve CANOpen Baglanti Testi | USB CDC protokolline uygunlugunu test Firmada Veri girilmemistir.
etmek
4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.
Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi

Haberlesme Moduli Donanimi ve Gémili Yazilimi 2025-11-30 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 7 (Is Paketi Kodu:569082)

is Paketi Adl Akim Gerilim Olciim Modiilii

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.09.2025-31.10.2025 60 giin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Mikrodenetleyici ve op-amp bilesenlerinin segimi ve temini.

Analog devrelerin simulasyonu ve faz kaymasinin minimize edilerek tasarlanmasi.
Sematik ve PCB tasariminin tamamlanmasi.

PCB (retimi ve bilesen dizgisinin gergeklestiriimesi.

Sensor kartinin test ve kalibrasyonunun yapilmasi.

Goémilu yazilimin gelistiriimesi ve THD 6lglim algoritmalarinin uygulanmasi.
Sonuglarin degerlendirilmesi ve tasarimin optimize edilmesi.

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Analog Devre Similasyonu ve Tasarimi: Akim ve gerilim sinyallerinin mikrodenetleyiciye uygun hale getirilmesi icin disuk faz kaymali op-amp
devreleri tasarlanacak ve simulasyonlarla dogrulanacaktir.

Mikrodenetleyici Segimi ve Programlanmasi: Gergek zamanli akim, gerilim ve THD hesaplamalarini yapabilecek islem kapasitesine sahip
mikrodenetleyici belirlenecektir.

PCB Tasarimi ve Uretimi: Sematik tasarim tamamlandiktan sonra, sinyal bitiinligi ve EMI etkileri minimize edilerek PCB tasarimi
gergeklestirilecektir.

THD Hesaplama Algoritmalarinin Gelistirilmesi: islemci performansini etkilemeyecek sekilde hizli ve giivenilir harmonik analiz algoritmalari
segilecek veya gelistirilecektir.

Kalibrasyon ve Hata Senaryolarinin Test Edilmesi: Gelistirilen yazilim, belirlenen esik degerler dogrultusunda test edilerek hata senaryolari
uygulanacaktir.

Ozgiin Katkilar:

Dusuk faz kaymali analog devre tasarimi ile reaktif gli¢ 6lgim hatasinin minimize edilmesi
Gelismis harmonik analiz algoritmalarinin kullanimi ve optimizasyonu

Gercek zamanli koruma fonksiyonlarinin gelistiriimesi ve hata senaryolarinin olusturulmasi
Kondansator siga takibi ile sistem saghginin izlenmesi ve erken uyari mekanizmasinin saglanmasi
incelenecek Parametreler:

Akim ve gerilim RMS degerleri

THD hesaplamalarinin dogruluk orani

Sensodr ve op-amp devrelerinin faz kaymasi
Mikrodenetleyici islem siiresi ve performansi
Koruma esik degerlerinin dogruluk ve kararlihgi

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapllacag! Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluslarda)

Analog Devre Similasyonu Op-amp devrelerinin tasarim dogrulamasi, Firmada Veri girilmemistir.
faz kaymalarinin incelenmesi

THD Olgiim Testleri Akim ve gerilim sinyallerinin harmonik Firmada Veri girilmemistir.
bozulmalarinin tespit edilmesi

Fonksiyonel Testler Sensorlerin akim ve gerilim élgim Firmada Veri girilmemistir.

hassasiyetinin test edilmesi
Gomdli Yazilim Testleri Mikrodenetleyici yaziliminin dogrulugu ve Firmada Veri girilmemistir.
hata senaryolarina karsi dayanikhhgi

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Akim Gerilim Olciim Modiili 2025-09-30 00:00:00.0 Proje Geneli
Akim Gerilim Olgiim Mod(ili Gémiilii Yazilimi 2025-10-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 8 (Is Paketi Kodu:570675)

is Paketi Adl Sifir Gegis Tristor Strici Modilii Tasarimi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.09.2025-31.10.2025 60 giin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJi TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Sifir gegis anahtarlama prensiplerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi

Sifir gegis tespit devresinin similasyonunun yapilmasi ve dogrulugunun test edilmesi
Mikrodenetleyici (MCU) bazli kontrol yapisinin belirlenmesi

Bagimsiz faz kontroli igin uygun MCU segimi ve konfiglirasyonu

Anahtarlama algoritmalarinin gelistiriimesi ve optimizasyonu

Kullanilacak malzemelerin belirlenmesi (optokuplor, tristér sirlicu, giic bilesenleri vb.)
PCB devre sematiginin olusturulmasi

PCB tasariminin yapilmasi ve retime hazir hale getirilmesi

Uretilen kartlarin dizgi islemlerinin yapilmasi

Fonksiyonel testlerin gergeklestiriimesi (sifir gegis algilama dogrulugu, anahtarlama hassasiyeti)
Termal ve gerilim dayanim testlerinin yapiimasi

Test verilerinin analiz edilmesi ve raporlanmasi

Gerekirse tasarim revizyonlarinin yapilmasi

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Bu is paketinde, sifir gegis anahtarlama teknolojisine uygun siriici modulinin tasarimi igin sistematik bir mihendislik yaklagimi izlenecektir.
Oncelikle sifir gegis anahtarlama prensipleri belirlenecek ve sifir gegis tespit devresi Proteus veya LTspice gibi simulasyon ortamlarinda test
edilerek dogruluklari degerlendirilecektir. Mikrodenetleyici (MCU) segiminde bagimsiz faz kontroliini destekleyen ve diisiik gecikme sirelerine
sahip MCU'lar tercih edilecek, yazilim algoritmalari bu mimariye uygun sekilde gelistirilecektir.

Optokuplor, tristor suriicti ve gug bilesenlerinin segiminde, sistemin hizl tepki ve yuksek glvenilirlik ihtiyaclari g6z 6nline alinacaktir. PCB devre
tasarimlari yapilacak ve uretim éncesi sinyal buttinligu ile termal analizler gercgeklestirilecektir. Prototip kartlarin tGretimi sonrasi dizgi islemleri
tamamlanacak ve kartlara fonksiyonel testler uygulanacaktir. Bu testlerde sifir gegis algilama hassasiyeti, anahtarlama dogrulugu, termal dayanim
ve gerilim dayanim kriterleri degerlendirilecektir.

Elde edilen test verileri analiz edilerek performans raporlari hazirlanacak ve gerekirse tasarim revizyonlari yapilarak nihai Grlin optimize edilecektir.
Ozgiin Katkilar

Bu is paketinde gelistirilecek sifir gegis tristdr stiriicii modull, bagimsiz faz kontroliinii destekleyen yapisiyla sektérdeki mevcut ¢ézimlerden
farklilasacaktir. Ozellikle, sifir gecis tespit algoritmalari ve anahtarlama kontrol yapisi optimize edilerek yiiksek hassasiyetli anahtarlama
gerceklestirilecektir. Kullanilacak mikrodenetleyiciler (MCU), hizli isleme ve disiik gecikme sureleriyle sifir gegis noktalarinin tam zamaninda
algilanmasini saglayacak, bdylece anahtarlama hassasiyeti artirilacaktir. Ayrica, endustriyel kosullarda galismaya uygun, termal dayanimi yiuksek
ve EMI etkilerine karsi korumali bir donanim tasarimi yapilacaktir. Optokupldr, tristér surlicl ve diger gli¢ bilesenlerinin segiminde, sistemin
glvenilirligi ve uzun émurli ¢calismasi dnceliklendirilecektir. Gelistirilen surticti moddll, optimize edilmis PCB tasarimi ile daha iyi i1sil ydnetim
saglayacak ve moduler yapisiyla farkli gii¢ seviyelerine kolayca uyarlanabilir olacaktir.

incelenecek Parametreler

Bu is paketinde, gelistirilen modulln sifir gegis tespit hassasiyeti ve hata orani 6ncelikli olarak incelenecek parametreler arasindadir. Anahtarlama
dogrulugu, tristériin tam sifir gegis aninda tetiklenip tetiklenmedigi gézlemlenerek degerlendirilecektir. Mikrodenetleyici (MCU) performansi,
algilama ve islem sureleri agisindan odlgllerek, sistemin gergek zamanl galismaya uygunlugu test edilecektir. Termal analizler ile kart Gzerindeki
maksimum sicaklik degerleri ve 1sil dagilim dengesi incelenecek, bdylece uzun sireli ¢galismalarda olusabilecek asiri 1sinma riskleri
degerlendirilecektir.

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapllacag! Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluslarda)
Sifir gegis algilama testi Sifir gegis noktasinin hassasiyetini ve hata Firmada Veri girilmemistir.
oranini 6lcmek
Anahtarlama zamanlamasi testi Tristorlerin dogru noktada tetiklendigini Firmada Veri girilmemistir.
dogrulamak
Mikrodenetleyici islem siresi testi | MCU'nun sinyali algilama ve isleme hizini Firmada Veri girilmemistir.
belirlemek
Gerilim dayanim testi Devrenin nominal gerilim seviyelerinde Firmada Veri girilmemistir.
glvenle calistigini dogrulamak
Termal kamera ile sicaklk dlgimi Kartin uzun sureli galismada i1sinma Firmada Veri girilmemistir.
degerlerini gérmek
Gurlltu ve parazit testleri Endustriyel ortamlarda devrenin stabil Firmada Veri girilmemistir.
calistigini dogrulamak
Similasyon ve prototip Simulasyon sonuglarinin gergek testlerle Firmada Veri girilmemistir.
karsilastirmasi uyumlu olup olmadigini kontrol etmek
4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.
Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Sifir Gegis Tristér Strici Modiili Donanimi 2025-09-30 00:00:00.0 Proje Geneli
Sifir Gegis Tristor Strici Médili Gomala Yazihmi 2025-10-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 9 (Is Paketi Kodu:570717)

is Paketi Ad Ekran Modili Gelistirilmesi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.11.2025-31.01.2026 91 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJi TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Ekran Modli Donanimi:

Uygulama ihtiyaglarina uygun LCD ekran, yeterli bellek kapasitesine sahip MCU, butonlar ve gug¢ bilesenleri segilip temin edilecektir. Devre semasi
hazirlanacak ve sonrasinda ekran ve diger bilesenlerin en uygun yerlesimi belirlenerek PCB tasarimi yapilacak, tretim ve montaj islemleri
gerceklestirildikten sonra elektriksel testler yapilacaktir.

Ekran Modull Yazilimi:

Ekranda gorintilenecek ve kullanici tarafindan ayarlanabilecek parametreler ile bunlarin tst/alt sinir degerleri ve veri tipleri tanimlanacaktir|
Kullanici dostu bir arayuz olusturmak igin menud agaci ve buton kontrol islevleri tasarlanacaktir. Ayrica ekranin ¢ézinurligine uygun, desteklenen
dillerle uyumlu yazi karakterleri, rakamlar ve simgeler tanimlanacak. Menide yer alacak kelimelerin farkl dillerdeki karsiliklari belirlenerek ceviri
tablosu olusturulacak. LCD ekran kontrol fonksiyonlari, dinamik menu olusturma, buton kontrolleri, paylasimh hafiza ile haberlesme ve gibi yazilim
moddlleri gelistirilecek. Gelistirilen yazilim detayl testlere tabi tutulacak ve hata ayiklama sureci gergeklestirilecektir.

Raporlama ve Belgelendirme:

Sistem testleri, analizler ve teknik dokiimantasyon hazirlanacaktir.

2 - Is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Yoéntem:

Bu projede, donanim ve yazilim surecleri optimize edilerek etkili ve enerji verimli bir ekran modulu gelistirilecektir. Uygun maliyetli bilesenler
secilecek, PCB tasarimi CAD araglariyla optimize edilip similasyonlarla dogrulanacaktir. Moduler yazilim mimarisiyle ekran kontroll, buton
etkilesimi ve dinamik meni fonksiyonlari olusturulacaktir. Coklu dil destegi icin geviri tablosu hazirlanacak, ekran ¢ézunurligine uygun yazi ve
grafik 6geleri belirlenerek okunabilirlik artirilacaktir. Enerji tiketimi minimize edilerek mikrodenetleyici ve ekran galisma modlari optimize edilecek,
yazilim ve donanim kapsamli testlerden gegirilerek hata ayiklama sureci yurutilecektir.

Ozgiin Katkilar:

Ekran modulu esnek ve modiiler bir yapida tasarlanacaktir. Donanim ve yazilim bilesenleri farkli uygulamalara uyarlanabilir olacak, dinamik menu
yapisiyla kullanici deneyimi gelistirilecektir. Paylasimli hafiza entegrasyonu sayesinde harici modiillerle veri alisverisi saglanacak, ¢oklu dil destegi
ile uluslararasi kullanima uygun hale getirilecektir.

incelenecek Parametreler:

Ekran ¢6zUnurligl, mikroislemci bellek kapasitesi, gli¢ tiketimi, ekran giincelleme siresi, buton yanit siireleri, paylasimli hafiza ile veri alisverisi
hizi ve dogrulugu, meni yapisinin anlasilirhgi ve hizi, buton tepkime siiresi, coklu dil desteginin kontroli.

3 - Is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapilacag: Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluglarda)
Donanimsal ve Fonksiyon Testleri: | Uretilen devrenin tasarim gereksinimlerine Firmada Veri girilmemistir.

uygunlugu dogrulanarak tim
fonksiyonlarinin dogru calistigi kontrol
edilecektir.

Kullanici Arayiizii ve Ekran Testleri:| Ekranin farkh kosullarda okunabilirligi ve Firmada Veri girilmemistir.
kullanici deneyimi test edilecek; menu
yapisi, buton etkilesimleri ve coklu dil
desteginin dogrulugu kontrol edilerek
kullanici dostu bir sistem saglanacak.

Goémilu Yazihm Entegrasyon Testi Tum yazihim modiillerinin entegre Firmada Veri girilmemistir.
galismasinin ve sistem performansi
dogrulanacaktir.

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
LCD Ekran Donanimi 2025-12-31 00:00:00.0 Proje Geneli
LCD Ekran G6mli Yazilimi 2026-01-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 10 (Is Paketi Kodu:570732)

is Paketi Adl Masalistl Baglanti Araylzi Gelistirilmesi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.11.2025-31.01.2026 91 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJi TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Cift Kanalli Baglanti Mimari Tasarimi: USB OTG ve Web API tizerinden hibrit iletisim kuran Native Android SDK ve Retrofit2 tabanli bir katman.
USB CDC Protokol Optimizasyonu: Android USB Host API ile veri formatini otomatik parse eden, hata kontrolu eklenmis 6zel bir kiitiphane
gelistirilmesi.

Dinamik UI/UX Tasarimi: Masausti araylzle tutarli, ancak mobile-responsive React Native degil, Jetpack Compose ile native bilesenler (sirikle-
birak grafik konfigiirasyonu).

Offline Loglama Modiilii: CSV yerine SQLCipher ile sifrelenmis lokal veritabani ve kullanici tercihine gére CSV/Parquet export segenekleri.

Gergek Zamanl Grafik Motoru: MPAndroidChart tabanli, ancak OpenGL ES ile ¢izim hizlandirmal ve veri noktasi interpolasyonu 6zellikli
ozellestirilmis bir chart kitiphanesi.

Guvenli API Entegrasyonu: Django REST APl ile JWT tabanh auth ve SSL Pinning (SHA-256 fingerprint) ve obfuscated API Key kullanimi.

Capraz Cihaz Testleri: USB OTG destegi olan 10+ farkli Android cihazda (Xiaomi, Samsung, Huawei) baglanti stabilite testi.

Performans Optimizasyonu: Cesitli hizlarda (akim/gerilim) RAM'de circular buffer kullanarak veri kaybi 6nleme

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Yoéntemler:
Delta Configuration Update: Ayar degisikliklerinde tim veriyi degil, sadece farki géndererek bant genisligi optimizasyonu.
Smart Log Compression: CSV/Parquet?e kayit sirasinda Zstandard sikistirma ve metadata tagging.

Ozgiin Katkilar:

USB OTG Auto-Reconnect: Baglanti kesintilerinde exponential backoff algoritmasi ile 5 saniyeden 5 dakikaya kadar artan araliklarla yeniden
baglanma.

Battery-Optimized Real-Time Graphing: Arka planda veri isleme igin Android WorkManager ve GPU?da veri interpolasyonu ile pil tiketimini %40
azaltma.

i_ncelenecek Parametreler:
Ornekleme esnasinda GPU kullanimi minimumda olacak.
Eszamanli parametre degisiklikleri durumunda API?nin yanit slresi hizli gerceklesecek.

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapllacag! Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluslarda)
Hibrit Baglanti Fonksiyon Testi Bu test, hibrit baglanti modelinde kesintisiz Firmada Veri girilmemistir.
veri akisi ve enerji verimliligini dogrulamak
amaciyla yapilmaktadir

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Node.js/Express.js USB Veri Entegrasyonu/Backend 2025-11-09 00:00:00.0 Proje Geneli
Altyapisi
Gercek Zamanl Grafik Altyapisi 2025-11-25 00:00:00.0 Proje Geneli
Veri Yénetimi ve Loglama Altyapisi 2026-01-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 11 (Is Paketi Kodu:570742)

is Paketi Ad Ana Kart Tasarimi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.11.2025-31.01.2026 91 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Sistem Mimarisi ve Bilesenlerin Belirlenmesi
Elektronik Bilesen Segimi

Sematik ve PCB Tasarimi

PCB Uretimi ve Dizgi islemleri

Yazilim Gelistirme

Fonksiyon Testleri ve Hata Giderme

2 - Is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Yoéntemler:

Moddler Kontrol Yapisi: Ana Kart, tristor sirlclleri ve gevre birimlerini izleyerek gerektiginde resetleme yapacak, merkezi hafiza (RAM/EEPROM)
ile veri paylasimi saglayacaktir.

Gercek Zamanli Hata Tespiti: Modillerin ¢calisma durumu izlenecek, kritik hatalar tespit edilerek glivenli moda gegis saglanacaktir.

Haberlesme ve Veri Yénetimi: SPI/I2C/UART protokolleri degerlendirilerek moduller arasi iletisim kurulacak, kesme tabanl veri isleme
uygulanacaktir.

Termal ve EMC Optimizasyonu: Gug yollari optimize edilerek EMI filtreleme ve elektromanyetik uyumluluk saglanacaktir.

Ozgiin Katkilar:

Modiiler ve dlgeklenebilir anakart tasarimi ile farkli sistem yapilandirmalarina uyum saglanacaktir.

Akilli hata yénetim sistemi, tristér surtict moddllerini izleyerek otomatik resetleme yapacaktir.

Watchdog timer kullanilarak haberlesme hatalari tespit edilecek ve guvenlik artirilacaktir.

Yiiksek akim yollari igin ok katmanli PCB tasarimi ve termal analiz uygulanacaktir.incelenecek Parametreler

Haberlesme gecikmesi ve hata orani

MCU?nun kesme ve veri isleme siresi

Réle anahtarlama ve tristor suriicl tetikleme zamanlamasi

EMI ve EMC performansi

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapllacag! Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluslarda)
Haberlesme testleri (SPI/I2C/UART) Modiiller arasi veri alisverisinin Firmada Veri girilmemistir.
guvenilirligini test etmek
Role ve tristdr anahtarlama testleri Dogru zamanlamada anahtarlama Firmada Veri girilmemistir.
yapildigini test etmek
EMI/EMC testleri Elektromanyetik uyumluluk ve girisim Firmada Veri girilmemistir.
dayanikliligini lgmek
Termal yuk testi PCB'nin yuksek akim altinda isinma Firmada Veri girilmemistir.
seviyelerini belirlemek
Watchdog ve hata senaryolari testi Kritik hata yonetimi mekanizmasinin Firmada Veri girilmemistir.
dogrulugunu test etmek
Fonksiyon testleri Tdm sistem senaryolarini galistirarak Firmada Veri girilmemistir.
yazihmin dogrulugunu test etmek

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Anakart Donanimi 2025-12-31 00:00:00.0 Proje Geneli
Anakart Gémuli Yazilhimi 2026-01-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 12 (Is Paketi Kodu:570792)

is Paketi Adl Gl Kaynagi Tasarimi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.12.2025-31.01.2026 61 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Giig Kaynag! ihtiyaglarinin Belirlenmesi

Tasarima Yonelik Spesifikasyonlarin Olusturulmasi
Flyback Tasarimi ve Komponent Segimi

PCB Tasarimi

Test ve Dogrulama

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Ydéntemler:

Flyback tasarim metodolojisinin kullaniimasi.

Komponent secimi ve devre tasarimi igin ticari ve endustriyel standartlarin uygulanmasi.
PCB tasariminda yuksek frekans ve EMI/EMC optimizasyon tekniklerinin uygulanmasi.
Ozgiin Katkilar:

Gug kaynagi tasariminda kullanilan bilesenler igin 6zel optimizasyonlar yapiimasi.

Test asamasinda daha 6nceki tecriibelerden faydalanarak, ug test senaryolari olusturulmasi.
incelenecek Parametreler:

Giris ve ¢ikis gerilimleri.

Cikis voltaji regulasyonu.

Ripple degeri ve yuk degisiminde overshoot olup olmadigi.

Devrenin tepki suresi ve stabilitesi.

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapilacag: Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluglarda)
Gl¢ Kaynagi Performans Testi Devrenin spesifikasyonlara uygun olarak Firmada Veri girilmemistir.
calisip calismadigini test etmek.

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.
Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Flyback Gug Kati 2026-01-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 13 (Is Paketi Kodu:571241)

is Paketi Adl Konfigiirasyon ve izleme igin Android Mobil Uygulama Gelistiriimesi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.02.2026-30.04.2026 88 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJi TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Cift Kanalli Baglanti Mimari Tasarimi: USB OTG ve Web API tizerinden hibrit iletisim kuran Native Android SDK ve Retrofit2 tabanli bir katman.
USB CDC Protokol Optimizasyonu: Android USB Host API ile veri formatini otomatik parse eden, hata kontrolu eklenmis 6zel bir kiitiphane
gelistirilmesi.

Dinamik UI/UX Tasarimi: Masausti araylzle tutarli, ancak mobile-responsive React Native degil, Jetpack Compose ile native bilesenler (sirikle-
birak grafik konfigiirasyonu).

Offline Loglama Modiilii: CSV yerine SQLCipher ile sifrelenmis lokal veritabani ve kullanici tercihine gére CSV/Parquet export segenekleri.

Gergek Zamanl Grafik Motoru: MPAndroidChart tabanli, ancak OpenGL ES ile ¢izim hizlandirmal ve veri noktasi interpolasyonu 6zellikli
ozellestirilmis bir chart kitiphanesi.

Guvenli API Entegrasyonu: Django REST APl ile JWT tabanh auth ve SSL Pinning (SHA-256 fingerprint) ve obfuscated API Key kullanimi.

Capraz Cihaz Testleri: USB OTG destegi olan 10+ farkli Android cihazda (Xiaomi, Samsung, Huawei) baglanti stabilite testi.

Performans Optimizasyonu: Cesitli hizlarda (akim/gerilim) RAM'de circular buffer kullanarak veri kaybi énleme.

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Yoéntemler:

Delta Configuration Update: Ayar degisikliklerinde tim veriyi degil, sadece farki géndererek bant genisligi optimizasyonu.

Smart Log Compression: CSV/Parquet?e kayit sirasinda Zstandard sikistirma ve metadata tagging.

Ozgln Katkilar:

USB OTG Auto-Reconnect: Baglanti kesintilerinde exponential backoff algoritmasi ile 5 saniyeden 5 dakikaya kadar artan araliklarla yeniden
baglanma.

Battery-Optimized Real-Time Graphing: Arka planda veri isleme igin Android WorkManager ve GPU?da veri interpolasyonu ile pil tiketimini %40
azaltma.

i_ncelenecek Parametreler:

Ornekleme esnasinda GPU kullanimi minimumda olacak.

Eszamanl parametre degisiklikleri durumunda API'nin yanit suresi hizli gerceklesecek.

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapllacag! Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluslarda)
Hibrit Baglanti Fonksiyon Testi Bu test, hibrit baglanti modelinde kesintisiz Firmada Veri girilmemistir.
veri akisi ve enerji verimliligini dogrulamak
amaciyla yapilmaktadir

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Cift Yonli USB OTG-Web Katmani 2026-02-15 00:00:00.0 Proje Geneli
Sifreli Lokal Veritabani Aktarimi 2026-03-01 00:00:00.0 Proje Geneli
Hizli Grafik Goérsellestirme 2026-03-20 00:00:00.0 Proje Geneli
JWT ve SSL ile API Guvenligi 2026-04-30 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 14 (Is Paketi Kodu:571382)

is Paketi Ad Mekanik Tasarimi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.02.2026-31.03.2026 58 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Sogutucu Segimi ve Olglilerin Belirlenmesi
Sogutucu Yerlesimi ve Delik Tasarimi

Kart Yerlesimi ve Fan Yerlesimi

Metal Muhafaza Tasarimi

Plastik Ekran Paneli Segimi ve Montaiji
Etiket ve Baski Tasarimi

2 - Is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

1. Yontemler:

a)Termal hesaplamalar igin sogutma gereksinimlerinin belirlenmesi.

b)AutoCAD ve SolidWorks yazilimlarinin kullaniimasi.

c)CNC isleme dosyalari igin spesifikasyonlarin olusturulmasi.

d)2D tasarimlar igin AutoCAD kullanilarak etiket ve baski hazirliklari.

2. Ozgiin Katkilar:

a)Sogutucu tasariminda, en verimli sogutma alanlarini belirlemek icin detayl termal analizlerin yapilmasi.
b)Metal muhafazanin tasariminda montaj kolayligi ve ylksek dayanikllk saglamak igin 6zellestirilmis 6zellikler eklenmesi.
3.incelenecek Parametreler:

a.Sogutucunun verimliligi ve termal performansi.

b.Fan yerlesimi ve sogutma performansi.

c.Metal muhafazanin dayanikliligi ve montaj kolayhgi.

d.Etiketlerin ve baskilarin gérsel kalitesi.

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapilacag: Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluglarda)
Metal Muhafaza Dayaniklilik Testi | Metal muhafazanin saglamhigini ve montaj Firmada Veri girilmemistir.
uyumlulugunu dogrulamak.

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gosteren &lciilebilir/'somut teknik ara c¢iktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.
Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Mekanik Prototipler 2026-03-31 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 15 (Is Paketi Kodu:571677)

is Paketi Ad Modill Entegrasyonlari/Dizeltmeler/Varyantlar ve Yazilimlar

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.02.2026-30.04.2026 88 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

1.Modul entegrasyonlarinin gerceklestiriimesi ve dogrulanmasi

2.Yazihm guincellemelerinin hazirlanmasi ve test edilmesi

3.Farkli varyantlar igin donanim ve yazilim uyumluluk testlerinin yapilmasi

4 .Modiil bazinda hata analizlerinin gergeklestiriimesi ve diizeltmelerin uygulanmasi
5.Geri bildirimlere gore optimizasyonlarin yapilmasi

6.Test ve dogrulama sureglerinin yaritilmesi

2 - Is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
Kullanilacak Yéntemler:
Moddler Test Yaklasimi: Her bilesenin bagimsiz olarak test edilmesi

Hata Kayit ve Analiz Sistemi: Test siireglerinde hata kayitlarinin tutuimasi ve kdk neden analizlerinin yapiimasi
Entegrasyon Testleri: Birden fazla moddllin sistem seviyesinde dogrulama testleri

Ozgiin Katkilar:

Ozel hata izleme ve hata diizeltme algoritmalar gelistirilmesi

Entegrasyon sureglerinin otomatiklestiriimesi igin test yazilimlari gelistiriimesi
Farkl donanim varyantlari igin optimize edilmis firmware ¢ézimlerinin sunulmasi

incelenecek Parametreler:
Modudillerin haberlesme sureleri ve veri batunligu
Yazilim glincellemelerinin dogruluk ve basarim oranlari
Farkli varyantlarda gug tuketimi analizleri
Hata oranlari ve sistem guvenilirligi

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapllacag! Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluslarda)
Haberlesme Testleri Modiiller arasi veri aktarim hizlari ve hata Firmada Veri girilmemistir.

oranlarinin élgtiimesi.Modul bazinda hata
analizlerinin gergeklestiriimesi ve
dizeltmelerin uygulanmasi

Yazilim Dogrulama Testleri Yeni yazilim strtmlerinin sistem Uzerindeki Firmada Veri girilmemistir.
etkilerinin dlctlmesi
Entegrasyon ve Uyumluluk Testleri Tum modiillerin ortak galisabilirliginin Firmada Veri girilmemistir.
incelenmesi
4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.
Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Modil entegrasyon testleri ve hata tespit raporlari 2026-02-28 00:00:00.0 Proje Geneli
Glincellenmis yazilim sirimleri 2026-04-30 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 16 (Is Paketi Kodu:571383)

is Paketi Adl Termal Testlerin Gergeklestiriimesi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.04.2026-30.04.2026 29 glin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Termal Test Senaryolarinin Belirlenmesi

Termal Testlerin Gergeklestiriimesi

Mekanik Problemlerin Degerlendirilmesi

Veri Analizi ve Revizyon Gerekirse Yeniden Test

2 - Is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Test Yontemleri:

Termal Oda Gemberi Testi

-30°C ile +60°C arasinda 10°C araliklarla test edilir.

Stabil duruma ulasildiginda termal kamera ile 6lglim yapilr.

Fan Verimlilik Testi

Fan acik ve kapali durumlarda sicaklik karsilastirmalari yapilr.
Mekanik Dayaniklilik Kontroll

Tum baglanti elemanlari ve bilesenler fiziksel olarak kontrol edilir.
Basar Kriterleri:

?Modiil Gzerindeki kritik elemanlar guvenli sicaklik sinirlari iginde kalmalidir.
Modiiller -20°C ile +50°C arasinda stabil calismalidir.

Fanlar ve heatsink, yeterli sogutma saglamalidir.
Fiziksel/mekanik deformasyon olusmamalidir.

3 - is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapllacag! Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluslarda)
Termal Oda Cemberi Testi Calisma sicaklik araliklarinda sistemin Firmada Veri girilmemistir.
nominal performansini koruyup
koruyamadigini belirlemek.

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gosteren &lciilebilir/'somut teknik ara c¢iktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.
Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Termal Test Raporu 2026-04-30 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 17 (Is Paketi Kodu:571242)

is Paketi Ad Uzaktan izleme Sistemi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.05.2026-30.06.2026 60 giin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Donanim Protokol Entegrasyonu: CAN-Ethernet Gateway/CAN-WiFi moddilleri icin CANbus TCP/IP gevirici middleware gelistiriimesi (SocketCAN
kitiphanesi tabanli).

Guvenlik Altyapisi: SSL/TLS destegine bagli olarak hibrit sifreleme modeli.

MQTT & RESTful API Hibrit Mimari: MQTT brokeri (Mosquitto) ve Django REST API'nin tek bir WebSocket kanali Gizerinden entegrasyonu (Django
Channels + Celery kombini).

Dinamik Kullanici Araylzu: React ile cihaz basina 6zellestirilebilir dashboard.

Zaman Serisi Veri Optimizasyonu: PostgreSQL'e TimescaleDB eklentisi ile otomatik veri partisyonlama ve arka planda veri sikistirma.

Asenkron Log Arsivleme: Celery ile glinlik verilerin S3/Glacier'a periyodik yedeklenmesi ve Cold Storage'a tasinan veriler igin metadata
indeksleme.

Capraz Donanim Testleri: Farkli CAN moddilleri ile iletisim testi.

Yiiksek Yik Testleri: 10.000+ cihaz simiilasyonu (Locust.io ile) altinda APl ve MQTT brokerin stabilite analizi.

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
Yoéntemler:

Protokol Abstraction Layer (PAL): CANbus verilerini JSON Schema?ya dénustiren ve MQTT/REST'e uyarlayan bir ara katman.
Adaptive Security Model: Cihaz TLS desteklemiyorsa, proxy'de ephemeral key exchange ile AES-GCM sifreleme.

Time-Series Data Tiering: TimescaleDB'de sicak/soguk veri katmanlari olusturma.

Ozgiin Katkilar:

CANbus Message Prioritization: Kritik hata mesajlarini MQTT QoS 2 ile, diger verileri QoS 0 ile isleme.

Dynamic Topic Subscription: Kullanicilarin cihazlara 6zel MQTT topic'leri RegEXx ile filtreleyebilmesi.

Django ORM Optimizasyonu: TimescaleDB hiper tablolar i¢in batch insert islemlerinde COPY komutu kullanimi .
React Virtualized Log Viewer: Fazla satirdaki log'u WebWorker ile render etme ve client-side'da fuzzy search destegi.

incelenecek Parametreler:

CANbus baud rate - TCP/IP gecikme iliskisi,

TLS handshake siresi ,

Birden fazla cihazda WebSocket baglanti sayisi ,
TimescaleDB'de veri (izerinde sorgu performansi .

3 - Is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapilacag: Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluglarda)
Coklu Protokol Entegrasyonu ve | Farkli veri formatlarinin tek API tizerinden Firmada Veri girilmemistir.
Zaman Serisi Veri Yonetimi uyumlu c¢alisip, yodun veri akisi altinda
Fonksiyon ve Performans Testi sistemin stabil performans sergiledigini
kontrol etmek icin yapilir.

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
SocketCAN Destekli CANbus-TCP Képrisu 2026-05-15 00:00:00.0 Proje Geneli
Tek Kanalli MQTT-REST lletigimi 2026-05-29 00:00:00.0 Proje Geneli
TimescaleDB ile Veritabani Optimizasyonu 2026-06-30 00:00:00.0 Proje Geneli

3250382 32/60



is Paketi Sira No 18 (Is Paketi Kodu:571521)

is Paketi Adl Kullanici Dokiimantasyonlarinin Hazirlanmasi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.05.2026-30.06.2026 60 giin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Teknik Spesifikasyon Doklimaninin Hazirlanmasi
Kullanma Kilavuzunun Hazirlanmasi
Haberlesme Dokiimaninin Hazirlanmasi
Adresleme tablosunun olusturulmasi

Kullanici Deneyimi Testleri

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Kullanilacak Yéntemler

a.Veri Toplama: Teknik detaylar, saha testleri ve teknik gizimler proje ekibinden ve testlerden toplanacaktir.
b.Standartlara Uyumluluk: Dokimanlar IEC, ISO ve ilgili endistriyel standartlara uygun hazirlanacaktir.
c.Test ve Dogrulama: Hazirlanan dokiimanlar sinama ekibi tarafindan kontrol edilerek eksiklikler giderilecektir

Ozgiin Katkilar
Moduler Bazli Teknik Dokiiman Hazirlanmasi: Her modiile 6zel detayl teknik spesifikasyonlar sunulacak.
Entegrasyon Kolayhgi Sunan CANbus Dokiimanlari: Haberlesme komutlari ile kullanicilarin entegrasyonu kolaylastirilacaktir.
Etkilesimli Kullanma Kilavuzu: Dijital ortamda menu haritasinin ve hata kodlarinin dinamik olarak sunulmasi
3 - Is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).
Veri girilmemistir.
4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Teknik Spesifikasyon 2026-05-15 00:00:00.0 Proje Geneli
Haberlesme Dékiimani 2026-06-15 00:00:00.0 Proje Geneli
Kullanma Kilavuzu 2026-06-30 00:00:00.0 Proje Geneli

3250382 33/60



is Paketi Sira No 19 (Is Paketi Kodu:574639)

is Paketi Ad EMC/LVD Testleri

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.05.2026-30.06.2026 60 giin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJi TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

CE Sertifikasyon Gereksiniml

LVD (Duslk Voltaj Direktifi) Testlerine Hazirlikerinin Belirlenmesi

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi) Testlerine Hazirlik

RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kisitlanmasi) Direktifi Uygunlugunun Saglanmasi
Test Surecinin Yonetiimesi

Teknik Dosya Hazirlanmasi

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Uygulanan Yoéntemler

Standartlara Dayali On Degerlendirme: LVD, EMC ve RoHS gerekliliklerine uygunlugu énceden dogrulamak icin sirket icinde test ve analizler
yapilacaktir.

Onleyici Teknik Onlemler: EMC basarisizliklarini énlemek igin devre tasariminda ek filtreleme, ekranlama ve topraklama énlemleri alinacaktir.
Malzeme Seciminde On Kontroller: RoHS uyumlu bilesenlerin kullanimi igin tedarikgilerle énceden gériisme ve malzeme sertifikalarinin
incelenmesi saglanacaktir.

Ozgiin Katkilar

Test 6ncesinde olasi basarisizlik nedenlerinin tespit edilerek tasarim degisikliklerinin 6nceden yapiimasi

Firma biinyesinde gerceklestirilecek testlerle, laboratuvar testlerinde zaman ve maliyet tasarrufu saglanmasi

Teknik dosyanin eksiksiz hazirlanarak sertifikasyon surecinin hizlandiriimasi

incelenecek Parametreler

Elektriksel Glvenlik Parametreleri: Yalitim direnci, kagak akim, toprak strekliligi

EMC Uyumluluk Parametreleri: Radyasyonlu ve iletilen emisyonlar, bagisiklik seviyeleri

Malzeme Uygunlugu Parametreleri: Agir metal icerikleri, plastiklerin RoHS uyumlulugu

3 - Is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi Yapilma Nedeni Yapilacag: Yer (firmada, (Yurtdiginda yapilacak ise)
yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluglarda)
Toprak Surekliligi Testi Uriiniin topraklama baglantilarinin Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
saglamhgini test etmek.EN 62368-1
Asiri Gerilim Testi Ani gerilim darbelerine karsi sistemin Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
dayaniklihgini test etmek.EN 61010-1
Mekanik Dayanim Testleri Fiziksel hasara karsi dayanikliligini Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
degerlendirmek EN 62368-1
Radyasyonlu Emisyon Testi Uriiniin gevreye yayilan elektromanyetik Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
emisyon seviyesini belirlemek EN 55032
iletilen Emisyon Testi Uriiniin glig hatti Gizerinden ilettigi Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
emisyonlari test etmekEN 55035
Elektrostatik Desarj (ESD) Testi Elektrostatik bosalmaya karsi sistemin Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
bagisikligini degerlendirmek
EN 61000-3-2
Ani Gerilim (Surge) Testi Uriindin ani voltaj degisimlerine karsi Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
dayanimini 6lcmekEN 61000-3-3
Manyetik Alan Bagisiklik Testi Gugli manyetik alanlardan etkilenme Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
seviyesini belirlemekEN 61000-3-3
XRF Spektroskopisi Element seviyesinde agir metal varligini Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
6lcmekRoHS 2011/65/EU
ICP-MS Kimyasal Analizleri Element seviyesinde agir metal varligini Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
6lcmekRoHS 2011/65/EU
FTIR Polimer Testi Plastik malzemelerin RoHS uyumlulugunu Yurtici Kuruluslarda Veri girilmemistir.
dogrulamakRoHS 2011/65/EU

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.
Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
EMC ve LVD Sertifikalari 2026-06-30 00:00:00.0 Proje Geneli
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is Paketi Sira No 20 (Is Paketi Kodu:576494)

is Paketi Ad Uretim Prosediirlerinin Hazirlanmasi

Baslama-Bitis Tarihi ve Siresi 01.05.2026-30.06.2026 60 giin

ilgili Kuruluslar ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TICARET LTD. STi.

1 - Is paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

Elektronik Kartlarin Uretimi ve Test Edilmesi

Modiillerin Birlestiriimesi ve Test Edilmesi

Uriiniin Muhafazasinin Montaji ve Final Testler

Uretim ve test talimatlarinin timi detayl gérsellerinin hazirlanmasi

Kabul ve reddetme kriterleri detayli olarak belirlenecektir

Hata tespit ve diizeltme kilavuzu hazirlanacaktir.

Uretim sirasinda karsilasilabilecek hata tiirleri, testlerde basarisizlik durumunda uygulanacak céziimler dokiimante edilecektir.

2 - is paketinde kullanilacak yéntemleri ve bunlara kendi 6zgiin katkilarinizi agiklayip, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Elektronik Kartlarin Uretimi ve Testi: PCB tasarimi, DFM analizi, lehimleme, agik/kisa devre testleri, X-ray ve fonksiyonel testler.

Ozgiin Katki: Hata tahmin sistemi, 6zel test noktalari, Hall etkisi sensér testleri.
Modiillerin Birlestiriimesi ve Testi: Montaj siralamasi, baglanti testleri, yik testleri.

ng(}n Katki: Modiler test fikstirleri, otomatik hata tespit yazilimi, kalibrasyon yontemi.
Urtiniin Muhafazasi ve Final Testler: Kasa montaji, sicaklik, nem, titresim testleri.

@zgﬂn Katki: Termal analiz, kagak akim testi.
Uretim ve Test Talimatlari: IEC/IPC standartlarina uygun dékiimantasyon, hata siniflandirmasi.

Ozgiin Katki: Al destekli hata analiz veritabani, dinamik test prosediirleri.
Hata Tespit ve Diizeltme: Soguk lehim, yanlis montaj, rework islemleri.

Ozgiin Katki: Makine &grenimi ile hata tahmini, &zel analiz algoritmalari.

incelenecek Parametreler: Lehim kalitesi, baglanti giivenilirligi, mekanik dayaniklilik, hata kodlari.

3 - Is paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile asagidaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapilacagini belirtiniz, yurt disinda
yapilacaklar icin detayli gerekce gdsteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adi

Yapilma Nedeni

Yapilacag Yer (firmada,

(Yurtdiginda yapilacak ise)

yurtigi ya da yurtdisi Gerekgesi
kuruluglarda)
Kisa Devre PCB Ulizerindeki kisa devre veya acik devre Firmada Veri girilmemistir.
hatalarini tespit etmek
Fonksiyonel Testler Kartin ve bilesenlerin elektriksel olarak Firmada Veri girilmemistir.
dogdru calistigini dogrulamak
Termal Kamera Analizi Soguk lehim, 1s1 dagilimi ve bilesen Firmada Veri girilmemistir.
arizalarini tespit etmek
Sicaklk Testi Calisma ortami kosullarina uygunlugunu Firmada Veri girilmemistir.
test etmek
Hata Analizi (Makine Ogrenimi) Hata tahmin algoritmalarini gelistirmek Firmada Veri girilmemistir.

4 - Bu is paketi faaliyetlerinin izlenmesini saglayan ve tamamlandigini gésteren élcilebilir'somut teknik ara giktilari (kilometre taslarini) belirtiniz.

Ara Cikti Beklenen Gergeklesme Tarihi Ciktinin Kullanilacagi Is Paketi
Uretim Test Talimatlari ve Kalite Kontrol Listeleri 2026-06-30 00:00:00.0 Proje Geneli
Uretim Siirec Dokiimanlari 2026-06-30 00:00:00.0 Proje Geneli
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C.1.3. Ara Giktilar Listesi

Ara Cikti Elde Edilecegi is Paketi Beklenen Gergeklesme Ciktinin Kullanilacag s
Tarihi Paketi
1 |Modiller Arasi Baglanti Tablosu Sistem Gereksinimlerinin  (31.07.2025 Proje Geneli
Belirlenmesi, Modiller Arasi
Baglantilar, Yerlesim Plani
ve Hafiza Haritasinin
Olusturulmasi
2 |Akim Gerilim Olgiim Modiilii Akim Gerilim Olgiim Modiilii [30.09.2025 Proje Geneli
3 |Akim Gerilim Olgiim Modiilii Gémiili Yazilimi Akim Gerilim Olgiim Modiilii |31.10.2025 Proje Geneli
4 [Akim Sensér Moduli Donanimi Sensor Karti Gelistiriimesi [31.08.2025 Proje Geneli
5 |Paylasimh Hafiza Test Karti Test Kartlar Gelistiriimesi  [31.08.2025 Proje Geneli
6 |Dijital ve Analog I/O Test Karti Test Kartlari Gelistiriimesi  [31.08.2025 Proje Geneli
7 |Sicaklik Olgiim Koruma Karti Donanimi Sicaklik Olgiim/Koruma  [30.09.2025 Proje Geneli
Moduili
8 [Sicaklik Olgiim Koruma Karti Gémiilii Yazilimi Sicaklik Olgiim/Koruma  [31.10.2025 Proje Geneli
Moduli
9 |Sifir Gegis Tristdr Striicti Moduli Donanimi Sifir Gegis Tristor Suriict  {30.09.2025 Proje Geneli
Moduli Tasarimi
10 [Sifir Gegis Tristdr Surtict Moéduli Gomdlu Sifir Gegis Tristdr Suricu  (31.10.2025 Proje Geneli
Yazilimi Modiili Tasarimi
11 [Haberlesme Modiili Donanimi ve Gomulu Haberlesme Modli 30.11.2025 Proje Geneli
Yazihmi
12 [LCD Ekran Donanimi Ekran Modulu Gelistirilmesi {31.12.2025 Proje Geneli
13 [LCD Ekran GOmulu Yazilimi Ekran Modulu Gelistirilmesi {31.01.2026 Proje Geneli
14 |Anakart Donanimi Ana Kart Tasarimi 31.12.2025 Proje Geneli
15 [Anakart Gémdld Yazihmi Ana Kart Tasarimi 31.01.2026 Proje Geneli
16 |Flyback Gig Kati Glg Kaynagi Tasarimi |31.01.2026 Proje Geneli
17 [Mekanik Prototipler Mekanik Tasarimi 31.03.2026 Proje Geneli
18 |[Termal Test Raporu Termal Testlerin 30.04.2026 Proje Geneli
Gergeklestiriimesi
19 |[Teknik Spesifikasyon Kullanici 15.05.2026 Proje Geneli
Doklimantasyonlarinin
Hazirlanmasi
20 |Haberlesme Dékiimani Kullanici 15.06.2026 Proje Geneli
Doklimantasyonlarinin
Hazirlanmasi
21 |Kullanma Kilavuzu Kullanici 30.06.2026 Proje Geneli
Doklimantasyonlarinin
Hazirlanmasi
22 |Modul entegrasyon testleri ve hata tespit raporlari Modiill 28.02.2026 Proje Geneli
Entegrasyonlari/Dlzeltmeler
/Varyantlar ve Yazilimlar
23 |Glncellenmis yazilim surimleri Moduill 30.04.2026 Proje Geneli
Entegrasyonlari/Dizeltmeler
/Varyantlar ve Yazilimlar
24 |EMC ve LVD Sertifikalari EMC/LVD Testleri 30.06.2026 Proje Geneli
25 |Uretim Test Talimatlari ve Kalite Kontrol Listeleri Uretim Proseddrlerinin ~ |30.06.2026 Proje Geneli
Hazirlanmasi
26 |Uretim Siireg Dokiimanlari Uretim Prosediirlerinin  |30.06.2026 Proje Geneli
Hazirlanmasi
27 |Sistem Hafiza Haritasi Sistem Gereksinimlerinin  {31.07.2025 Proje Geneli
Belirlenmesi, Modiller Arasi
Baglantilar, Yerlesim Plani
ve Hafiza Haritasinin
Olusturulmasi
28 |Uriin Modelleri ve Ana Bilesen Listesi Sistem Gereksinimlerinin  {31.07.2025 Proje Geneli
Belirlenmesi, Modiller Arasi
Baglantilar, Yerlesim Plani
ve Hafiza Haritasinin
Olusturulmasi
29 [Node.js/Express.js USB Veri Masalistl Baglanti Araylzi (09.11.2025 Proje Geneli
Entegrasyonu/Backend Altyapisi Gelistirilmesi
30 |Gergek Zamanh Grafik Altyapisi Masaustu Baglanti Araylzu (25.11.2025 Proje Geneli
Gelistirilmesi
31 |Veri Yonetimi ve Loglama Altyapisi Masalistl Baglanti Araylzi (31.01.2026 Proje Geneli
Gelistirilmesi
32 |Gift Yonlu USB OTG-Web Katmani Konfigiirasyon ve izleme igin|15.02.2026 Proje Geneli
Android Mobil Uygulama
Gelistirilmesi
33 |Sifreli Lokal Veritabani Aktarimi Konfigiirasyon ve izleme igin|01.03.2026 Proje Geneli
Android Mobil Uygulama
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Gelistirilmesi

34 [Hizli Grafik Gorsellestirme Konfigiirasyon ve izleme igin|20.03.2026 Proje Geneli
Android Mobil Uygulama
Gelistirilmesi
35 [JWT ve SSL ile API Guvenligi Konfigiirasyon ve izleme igin|30.04.2026 Proje Geneli
Android Mobil Uygulama
Gelistirilmesi
36 |SocketCAN Destekli CANbus-TCP Koprisi Uzaktan izleme Sistemi  [15.05.2026 Proje Geneli
37 |Tek Kanalli MQTT-REST lletisimi Uzaktan izleme Sistemi  |29.05.2026 Proje Geneli
38 |TimescaleDB ile Veritabani Optimizasyonu Uzaktan izleme Sistemi  [30.06.2026 Proje Geneli
39 [40-60A, 80-120A ve 160A modelleri igin Tristor Tristor Akim Karti / Snubber [31.08.2025 Proje Geneli
Akim Kartlari Tasarimi
40 |Snubber ve Gerilim Koruma Donanimi Tristor Akim Karti / Snubber (31.08.2025 Proje Geneli
Tasarimi
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C.2 - PROJE YONETIMi VE ORGANIZASYONU

C.2.1 - Proje Personel Listesi

Personel Adi Unvan TC Kimlik/Pasp.No | Egt. Durumu | Lisans Mez.Trh. |ise Baglama Trh.| Fikir Sahibi

DURSUN SAMED ARSLAN ELEKTR!_K-ELEKTRONiK A 0 Lisans 18.09.2024 04.12.2024 Hayir
MUHENDISI

KAYRA EMIROGLU ELEKTR!_K-ELEKT_RONiK e Lisans 16.07.2024 02.12.2024 Hayir
MUHENDISI

MEHMET TURGUT ELEKTR!_K-ELEKTRONiK JrrerrenQ Lisans 06.07.2020 08.08.2023 Hayir
MUHENDISI

NEMYIT AKKAN ELEKTR!_K-ELEKT_RONiK g Lisans 03.10.2023 03.10.2023 Hayir
MUHENDISI
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C.3 - KURULUS ALTYAPISI

ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYi VE TICARET LTD. STi.

Kurulusun Ar-Ge Olanaklari

Kurulusunuzun Ar-Ge olanaklarini ve deneyimini, asagidaki bashklar altinda aciklayiniz: ilgili gérdiiklerinizi dikkate alarak aciklayiniz:
Kurulusunuzun mevcut Ar-Ge yapilanmasi (Ar-Ge birimi, laboratuvar ve test ortamlari, alet-techizat ve yazilim araglari, kiitiiphane olanaklari,

Ar-Ge amagl ayrilmis platform..vb),

Sirketimiz blinyesinde bir Ar-Ge birimi bulunmakta olup, arastirma ve gelistirme sireglerini destekleyen tim temel olanaklar saglanmaktadir. Ar-Ge
faaliyetleri igin 6zel olarak ayriimis test ortamlari mevcut olup, ¢alismalar farkli amaglara yonelik bélimlerde gergeklestiriimektedir. Elektronik
tasarim, test ve dogrulama suregleri igin gerekli olan multimetreler, varyak gibi temel test cihazlari laboratuvarlarimizda bulunmakta, ayrica her tarlt
elektronik komponentin kolayca temin edilmesiyle gelistirme suregleri hizlandiriimaktadir.

Test asamalarini desteklemek amaciyla simiilasyon ve analiz yazilimlarina erisim saglanarak, tasarim sirasinda olasi teknik sorunlar 6nceden
tespit edilmekte ve 6nleyici mihendislik ¢gézumleri uygulanmaktadir. Uriinlerin sertifikasyon sireglerine uygunlugunu saglamak icin gerekli test ve
incelemeler yapilmakta, teknik gerekliliklere tam uyum hedeflenmektedir.

Ar-Ge birimi, kaynaklari etkin bir sekilde kullanarak, gelistirme sureglerinde hizli ve etkili gdziimler sunmay1 amaglamaktadir. Amaglarina gére
ayrilmis test alanlari ve erisilebilir muhendislik araclari sayesinde, tasarim ve test suregleri basarili bir sekilde tamamlanmakta, bdylece hem
maliyet hem de zaman agisindan avantaj saglanmaktadir.
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D. TICARILESME PLANI

Ortakl Projeler icin; Ticarilesme izleme siirecinde raporlama yapmaktan sorumlu firmalan burada belirtiniz.
ELEKTROLOJIK ENERJI TEKNOLOJILERI MUHENDISLIK SANAYIi VE TiCARET LTD. STI.

1. PAZAR FIRSATI

1.1. Pazar Biiyikligi

Mevcut durumda gelistirilen teknoloji/riin/hizmete iliskin pazar bayikligini tanimlayiniz. Hedeflediginiz pazar segmentini tanimlayiniz.
Ongordiguniz pazar payinizi 1. Yil, 3.yil ve 5. Yil igin belirtiniz.

Temiz enerji projelerine yapilan yatirimlar, enerji verimliligini ve sebeke stabilitesini artiran ileri teknolojilerin benimsenmesini tesvik etmektedir,
Kuresel olgekte yenilenebilir enerjiye gegis hiz kazandikga, bu enerji kaynaklarinin mevcut elektrik sebekelerine entegrasyonu genellikle glg
kalitesi ve stabilitesinde dalgalanmalara neden olmaktadir. Bu durum, reaktif glic kompanzasyonu (PFC) gibi etkili gli¢ yénetimi ¢dzimlerine olan
ihtiyaci artirmaktadir.

Reaktif glic kompanzasyonu pazari, 2023 yilinda 2,12 milyar ABD dolari olarak degerlenmistir. Pazarin, 2024 yilinda 2,23 milyar ABD dolarindan
baslayarak, 2032 yilina kadar 3,38 milyar ABD dolarina ulasmasi ve 2024-2032 déneminde yillik bilesik biiyime oraninin (CAGR) %5,3 olmasi
6ngdrulmektedir.

Bu pazarin yaklasik %55 - %60'lik bir kisminin algak gerilim (LV) sistemleri oldugu 6ngorilmektedir. Ancak algak gerilim reaktif glic kompanzasyon
¢oztmlerinin buyik kismi hala klasik kontaktérlii sistemlere dayaniyor. Mevcut durumda bu pazarinin yaklasik %10-15'i TSC (thyristor switched
capacitor) teknolojilerine dayanmaktadir.

Tulrkiye pazari ise zorunlu kompanzasyon ydnetmelikleri (6r. reaktif gli¢ ceza tarifeleri) sebebiyle bu sektérde ¢ok énemli bir paya sahip ve
bliyiimeye devam ediyor. Tlrkiye pazarinin %8 - %10 arasinda oldugu tahmin ediliyor.

Hedeflenen Pazar Segmenti:

Orta ve bliylk 6lgekli sanayi tesisleri (cimento, demir-gelik, otomotiv, tekstil vb.),

Enerji Uretim ve dagitim sirketleri,

EndUstriyel tesislere kompanzasyon panosu kurulum hizmeti veren miihendislik firmalaridir.

Turkiye pazari icin; )

1. Yil: %3 pazar payi hedeflenmektedir. Urlinlerin pilot uygulamalari ve referans projeler araciligiyla pazara giris yapilacaktir. Sektérde sahip
oldugumuz mevcut bilinirlik, bu alanda hizl bir giris yapmamiza olanak saglayacaktir.

3. Yil: %10 pazar payina ulasilmasi planlanmaktadir.

5. Yil: %50 pazar payi ile yurt i¢i liderlik saglanmasi hedeflenmektedir.

Yurt disi satis kanallarinin aktiflesmesiyle Avrupa ve Orta Dodu pazari da hedeflenmektedir.

1.1.1 Misteri Tanimi

Uriinti/Hizmeti 6ncelikli olarak kullanmasini veya satin alinmasini éngérdiigiiniiz miisterilerin 6zelliklerini (demografik ézellikler, satin alma
aliskanliklar sorumluluklar, gérevler vb.) bu kisimda 6zetleyiniz.

Gelistirilecek Akilli Tristdér Anahtarlama Modulu, dncelikli olarak orta ve bulyuk &lgekli sanayi tesislerine reaktif glic kompanzasyon sistemleri kuran
elektrik panosu Ureticileri ve otomasyon/muhendislik firmalari tarafindan kullanilacaktir.

Bu miusteriler, sanayi tesislerinin enerji verimliligini artirmak, reaktif gii¢ cezasini 6nlemek ve eneriji kalitesini iyilestirmek amaciyla Grtin satin alimi
gergeklestiren karar vericilerle dogrudan iliskilidir. Bu karar vericiler genllikle Elektrik miihendisleri, proje yoneticileri, satin alma muddrleri veya
enerji verimliligi uzmanlaridir.

Aslinda burada ikili bir karar verme mekanizmasi ortaya ¢cikmaktadir.

Bir tarafta, nihai kullanici olan sanayi tesislerinin karar vericileri (enerji yoneticileri, bakim muddurleri, isletme sorumlular) tarafindan yapilan ihtiyag
tespiti sureci bulunmaktadir. Bu kisiler, tesisteki enerji verimliligi, reaktif glic ceza durumlari ve sistem guvenilirligi gibi kriterleri degerlendirerek yeni
sistem ihtiyaglarini belirlerler.

Diger tarafta ise, pano ureticileri ve otomasyon ¢dziumleri sunan mihendislik firmalari, bu ihtiyaglara yonelik projeleri sekillendirir. Karar verme
sirecinde, bu firmalarin teknik referanslari, daha énceki uygulama tecriibeleri ve sunduklari sistem ¢ézumleri belirleyici rol oynamaktadir. Nihai
kullanicilar, gogunlukla pano Ureticisinin ve entegrator firmanin énerileri dogrultusunda, tercih edilen ekipman ve teknolojileri onaylayarak suirece
dahil olurlar.

Karar vericiler:

Teknik yeterlilik ve givenilirlik odakl segim yaparlar.

Uzun émarlt ve disik bakim gerektiren Grlnleri tercih ederler.

Uygun fiyat ve guclu teknik destek beklerler.

Ustlenici firmalar, tesiste enerji kalitesini saglamak, reaktif giic cezalarini 6nlemek ve sistem giivenilirligini artirmak ile sorumludur. Bu firmalar,
kompanzasyon panosu dizayni, saha kurulumu, bakim hizmetleri ve uzaktan izleme ¢ézumleri gibi suregleri tstlenirler.

Bu hizmetleri basariyla yerine getirebilmeleri igin glvenilir ve ylksek performansli lriinlerle calismalari kritik éneme sahiptir.

1.1.2 Msteri Ihtiyaclarn

Musterilerin Uriinle hizmetle ilgili ihtiyaclarini ve mevcut durumda bu ihtiyaglarin nasil karsilandigini aciklayiniz.

Musterilerin temel ihtiyaci; enerji verimliligini artiran, reaktif glic cezalarini 6nleyen ve enerji kalitesini ylikselten glvenilir bir kompanzasyon
¢6ziimiline sahip olmaktir. Ozellikle hizli anahtarlama, harmonik bozunumlarina dayanikhlik ve uzaktan izlenebilirlik 6zellikleri, tesis isletmecileri ve
sistem entegratorleri igin 6ncelikli gereksinimler arasindadir.

Temel ihtiyaclar:

Eneriji kalitesini iyilestirmek ve sebeke harmoniklerinden kaynakli riskleri azaltmak.

Reaktif gli¢ tiketimini etkin yonetmek ve reaktif ceza 6demelerini engellemek.

Hizli anahtarlama ve dinamik yiik degisimlerine uyum saglayacak sistemler

Uzaktan izleme ve kontrol imkani ile bakim sureglerini kolaylastirmak ve kestirimci bakim yapmak
Duslk bakim maliyetleri, yiksek gulvenilirlik ve uzun émarli ekipman kullanimi

Mevcut Durum ve G6zium Yontemleri:

Halihazirda pazarda ¢ogunlukla klasik kontaktérli kompanzasyon sistemleri kullaniimaktadir. Bu sistemler, ani yuk degisimlerine ve harmonik
bozunumlarina karsi yeterince hizli ve dayanikli degildir. Ayrica, uzaktan izleme ve hata analizi 6zellikleri sinirlidir.

Bazi Ust segment Urlnlerde tristér anahtarlama ¢ézumleri (TSC sistemleri) kullaniimaktadir. Ancak sektorde, glvenilirligi yliksek ve maliyet etkin
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|Ur[]n|ere olan ihtiya¢c devam etmektedir. |

[1.1.3 a) is Modeli |

U_rilnle/hizmetle ilgili gelir kaynaklarini 6zetleyiniz. Birden fazla gelir kaynag: 6ngoriliyorsa her bir gelir kalemi ile ilgili is modelini agiklayiniz.
(Ornegin firmadan firmaya satis, firmadan musteriye satis, firmadan misteriye satis, abonelik, bayilik vb.)

Proje kapsaminda gelistirilecek Akilli Tristér Anahtarlama Modiili, farkh satis kanallari ve gelir modelleriyle pazara sunulacaktir. Gelir
kaynaklarimiz, dogrudan Urln satisi ve ek hizmetlerden olusmaktadir.

1. Firmadan Firmaya Satis (B2B Modeli):

Ana is modelimiz, elektrik pano Ureticilerine, otomasyon ve mihendislik firmalarina yénelik toplu Uriin satisidir. Bu firmalar, kompanzasyon
sistemlerini kurarken modullerimizi dogrudan kullanacaklardir.

Gelir Kalemi: Uriin satis geliri (modiil basina fiyatlandirma yapilacaktir).

2. Bayilik ve Distributorlik Agi:
Yurt ici ve yurt disi pazarlarda faaliyet gésteren bayiler ve distribitérler araciligiyla Griinlin yayginlastiriimasi saglanacaktir.
Gelir Kalemi: Bayilere toptan satislar, bolgesel distributér anlasmalariyla saglanacak gelirler.

3. Satis Sonrasi Hizmet ve Teknik Destek:

Kurulan sistemlerde musterilere uzaktan izleme, kestirimci bakim, sistem guncellemeleri ve destek hizmetleri sunulacaktir. Bu hizmetler, istege
bagli abonelik modelleri ile saglanabilir.

Gelir Kalemi: Abonelik veya bakim s6zlesmeleri kapsaminda diizenli hizmet gelirleri.

1.1.3. b) Musteriye Erisim

Musteriye erisim planini aciklayiniz. Misteriye erisim icin birden fazla kanal 6ngoériliiyorsa her bir kanal igin planinizi ayrica 6zetleyiniz.

Gelistirilecek urinlerin hedef musteri kitlesine ulastiriimasi igin ¢cok kanalli bir miisteri erisim stratejisi uygulanacaktir. Asagida her bir kanal igin
erisim plani 6zetlenmistir:

1. Dogrudan Satis ve Yerinde Tanitim (B2B Modeli)

Ozellikle pano lreticileri, otomasyon ve miihendislik firmalari ile dogrudan temas kurulacaktir.

Satis mihendisleri ve teknik ekipler araciligiyla, potansiyel musterilere yerinde Uriin tanitimlari ve teknik sunumlar yapilacaktir.
Demo cihazlari sahada test edilmek lizere sadlanacak, referans projeler olusturulacaktir.

Bu model, uzun vadeli is ortakliklarini ve musteri sadakatini artirmay! hedefler.

2. Bayilik ve Distribatér Agr Kurulumu

Yurt ici ve yurt disinda belirli bolgelerde faaliyet gdsterecek bayiler ve distribltorler segilecektir.
Egitim ve teknik destek saglanarak, bayilerin yetkinligi artirlacaktir.

Bayiler Gzerinden yerel pazarlara daha hizli ve maliyet etkin erisim saglanacaktir.

3. Dijital Kanallar ve Online Pazarlama

Dijital mecralar tGzerinden musteri kitlesine ulasmak igin:

Web sitesi, truin kataloglari, teknik dékimanlar ve tanitim videolari hazirlanacaktir.

SEO uyumlu igerik yonetimi, LinkedIn ve sektérel platformlarda dijital reklamlar yapilacaktir.
Hedef musteri gruplarina yonelik e-blltenler ve webinar etkinlikleri dizenlenecektir.

4. Fuarlar, Seminerler ve Sektorel Etkinlikler

Enerji ve otomasyon sektoriine yonelik ulusal ve uluslararasi fuarlarda urinler sergilenecek.
Sektorel egitimler ve seminerlerde potansiyel muisterilere dogrudan ulasilacaktir.

Bu kanalda musteriyle yiz yuze iletisim kurularak giiven saglanmasi hedeflenmektedir.

5. Referans Projeler ve Pilot Uygulamalar
Anahtar musteri gruplarinda pilot kurulumlar yapilacak ve basari hikayeleri referans gosterilecektir.
Bu yaklasim, misteri glvenini artirarak yeni satis firsatlarini doguracaktir.

1.2. Rekabet Durumu

1.2.1. Rekabet Stratejisi

Rakiplerini dikkate alarak urtintin/hizmetin pazara girisi ve pazarda tutunmasi igin yeni misteri kazanimi, mevcut musterilerin baghhginin
saglanmasi ve uriin ve driin konumlandirmasini da kapsayan rekabet stratejinizi 6zetleyiniz.

Gelistirilecek Akilli Tristér Anahtarlama Modiilli, pazardaki mevcut ¢ézimlerle kiyaslandiginda daha uygun maliyetli, daha giivenilir ve daha
fonksiyonel olacak sekilde tasarlanacaktir. Bu nedenle rekabet stratejimiz; yenilikgi teknoloji, maliyet avantaji, musteri odakl satis ve satis sonrasi
hizmetler Gzerine kurulacaktir:

Fiyat ve Performans Dengesi: Piyasadaki Ust segment urtinlerden daha Ustiin 6zellikler sunarken, daha uygun maliyeti ile 6ne gikacaktir.

Yuksek Guvenilirlik: Rakip Grtinlerde olmayan gelismis koruma mekanizmalari (asiri akim korumasi, THD korumasi, gelismis sicaklik izleme ve
korumasi, optimize edilmis dv/dt ve asiri gerilim korumasi kapasitdr sigasi izleme ve kestirimci bakim) ile fark yaratilacaktir.

loT ve Uzaktan izleme Avantaji: Cogu geleneksel rakip riinde bulunmayan loT tabanl uzaktan kontrol ve akilli sistem entegrasyonu, pazardaki
gulgcli bir farklilastirici unsur olacaktir.

1.2.2. Engelleyici Faktérier

Uriiniiniiziin pazara girmesini engelleyebilecek veya geciktirebilecek faktdrleri belirtiniz. Bu engellerin asilmasina yénelik planlamanizi agiklayiniz.

Gecgmiste bazi yerli firmalar, yeterli mihendislik calismasi ve kalite kontrol slregleri olmadan, uygun maliyetli fakat diisiik givenilirlikte TSC
sistemleri (retmis ve pazara sunmustur. Bu Urlinlerin sik arizalanmasi, kisa trtin dmurleri ve teknik destek eksiklikleri, 6zellikle tristér anahtarlama
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sistemlerine olan gliveni zedelemistir. Sonug olarak, bazi sanayi tesisleri ve pano ureticileri, TSC sistemlerine karsi temkinli ve onyargil
yaklasmaktadir.

Bu algi engelinin asilmasina yénelik planimiz; Uuriinlerimiz, uluslararasi kalite standartlarina uygun test ve sertifikasyon siireglerinden
gegcirilecektir; saha testleri ve basaril pilot uygulamalar ile misteri gliveni yeniden kazanilacaktir; Grinimizin yiksek muihendislik standardi,
gelismis koruma fonksiyonlari ve uzun 6murli yapisi, misteri referanslari ve basari hikayeleriyle desteklenecektir.

Reaktif glic kompanzasyon Urinleri pazarinda, bazi musteriler yalnizca dustik fiyati 6nceliklendirmekte ve toplam sahip olma maliyetini (TCO)
yeterince dikkate almamaktadir. Bu durum, dustk kaliteli Grtinlere olan talebi artirabilmekte ve yiksek kaliteli gézimlerin pazara girisini
zorlastirabilmektedir.

Bunun asilmasina yonelik; fiyat/performans orani yiiksek bir Urlin stratejisi uygulanacaktir; uzun vadeli kullanim avantajlari (daha disik bakim
maliyetleri, daha uzun Grlin 6mri, kesintisiz galisma) vurgulanacaktir; egitim ve seminerler diizenlenerek musteriler bilgilendirilecek ve toplam sahip
olma maliyeti konusunda farkindalik olusturulacaktir.

1.2.3. Deger Onerisi ve Teknolojik Rekabet

Musteri gereksinimleri bakimindan rakip trinler/hizmetler ile kendi Uriinintzi/hizmetinizi karsilastiriniz ve Griiniin/hizmetin 6zelliklerinin misteri
gereksinimlerini nasil karsilayacagini agiklayiniz. Bu 6zelliklerin musteri gereksinimlerini hangi 6lgtide karsilayacagina dair dogrulama
calismalarinizi 6zetleyiniz.

Gelistirdigimiz Akilli Tristér Anahtarlama Modiilii, musterilerin temel beklentileri olan, glvenilirlik, uygun maliyet, kolay entegrasyon ve uzaktan
izleme gibi gereksinimleri ist diizeyde karsilamak amaciyla tasarlanmistir. Uriinlimiiz, sektdrdeki mevcut rakip triinlere kiyasla énemli avantajlar
sunmakta ve teknolojik agidan farkhilasmaktadir.

Yiksek Giivenilirlik ve Uzun Omiir: Gelismis koruma (THD, asiri akim, sicaklik vb.) ve optimize edilmis dv/dt korumasi ile tristér ariza oranlari
minimize edilecek. Rakiplerimizin gogunda sinirli ya da yok.

Kestirimci Bakim ve Ariza Onleme: Kapasitér sijasi izleme ve kestirimci bakim algoritmalari ile arizalar 6nceden tespit edilebilir. Rakiplerimizde
yok.

Uzaktan izleme ve loT Uyumlulugu: CANBus ve loT tabanli uzaktan izleme ve konfigiirasyon destegi dogrudan entegre edilecektir. Rakiplerin
cogunda yok veya sinirli ya da ek donanim gerektiriyor.

Uygun Maliyet: Ust segment dzellikleri, orta segment fiyat politikasiyla sunulacak. Rakiplerimizde yiiksek kalite {riinlerde maliyetler gok yiiksek,
disuk maliyetli Griinler ise guvenilir degil.

1.3. Proje ile saglanacak sosyal fayda varsa agiklayiniz.

Gergeklestirilecek faaliyetlerin sosyal etkisini, kiltiirel etkisini ve bu dogrultuda yapilmasi planlanan calismalari belirtiniz.

Proje ciktisi Griin, reaktif glic kompanzasyon uygulamalarinda kullanilarak eneriji kalitesinin artiriimasina ve reaktif gli¢ kayiplarinin azaltiimasina
katki saglayacaktir. Reaktif gi¢ kompanzasyonunun etkin sekilde gerceklestiriimesiyle, sebekeye gereksiz yik binmesi 6énlenecek; bdylece iletim
ve dagitim hatlarindaki akimlar azalacak ve bu durum, hatlarda meydana gelen I1?R kaynakl enerji kayiplarinin minimize edilmesine olanak
saglayacaktir.

Yerli Uretim avantaji ile maliyet agisindan rekabetgi bir Uriin olarak 6ne gikan proje ¢iktisi; gelismis koruma &zellikleri, loT uyumlulugu ve moddler
yapisi sayesinde global pazarda farklilasma imkani bulacaktir. Avrupa Birligi normlarina ve uluslararasi standartlara (IEC, IEEE) uyumlu olacak
sekilde gelistiricek uriin, sertifikasyon sureglerinin tamamlanmasinin ardindan ihracat odakli pazarlama faaliyetleriyle desteklenecektir. Dolayisi ile
Tarkiye'nin teknoloji ihracati kapasitesine katki sunulmasi ve dis ticaret dengesine olumlu etki saglayacaktir.

1.3.1. Cevreye ve canlilara etki

Proje faaliyetlerinin ve proje ¢iktisinin gevreye ve canlilara olan olumlu veya olumsuz etkilerini degerlendiriniz. Olumsuz etkileri en aza indirmek
veya olumlu etkileri arttirmak amaciyla almayi planladiginiz 6nlemleri ve uygulama stratejilerinizi aciklayiniz.

Proje ¢iktisi olan Akilli Tristér Anahtarlama Modull, enerji verimliligini artirarak ¢evresel surdurdlebilirlige 6nemli katkilar saglayacaktir.

Proje kapsaminda Uretilecek olan cihazlarin elektronik bilesenleri, kullanim émri sonunda elektronik atik olusturma potansiyeline sahiptir. Bu
nedenle, Urln tasariminda geri dénustiralebilir malzemeler tercih edilecek ve RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kisitlanmasi) direktifine uygunluk
saglanacaktir. Uretim ve montaj asamalarinda ¢evre dostu lretim slrecleri uygulanacaktir.

2. URUN SATISI VE TICARILESME ONGORULERI

2.1. Proje ¢iktisi Griiniin kag yil icerisinde ticarilesmesi beklenmektedir?

Proje bitiminden itibaren 0-1 yil arasinda , 1-3 yil arasinda , 3-5 yil arasinda seklinde girilecektir. (NOT: Segilen ticarilesme yil araliindan bagimsiz
olarak 1. yil, 3. yil ve 5. yil'da Ticarilesme Raporunun génderilmesi mecburidir.)

0-1 yil arasinda

2.2. Tahmini/Planlanan iiriin birim satis fiyati ve adedi

Uriintin tahmini birim satis fiyati ve adedi ile ilgili bilgi veriniz.

Proje kapsaminda gelistirilecek Akilli Tristér Anahtarlama Modiild, farkli akim ve gerilim seviyelerine sahip modeller ile piyasaya sunulacaktir. Bu
analiz kapsaminda belirlenen birim satis fiyati, piyasada en yaygin kullanima sahip triin modelinin bayi satis fiyati esas alinarak belirlenmistir.
Tahmini bayi satis fiyati 150 USD olarak éngorilmektedir.

1. Yil: 1.000 adet, 3. Yil (Kimiilatif): 7.000 adet, 5. Y1l (Kimiilatif): 17.000 adet yurtici satis 6ngorilmektedir.

2.3. Tahmini/Planlanan iiriin birim maliyeti

Uriintin tahmini birim maliyeti ile ilgili bilgi veriniz.
Proje kapsaminda gelistirilecek olan Akilli Tristér Anahtarlama Moduli igin yapilan maliyet analizleri sonucunda, Grtnln birim Gretim maliyeti
yaklasik 50 USD olarak 6ngoériimektedir.
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Bu maliyet hesabinda;

Elektronik bilesenler (opamplar, mikrodenetleyiciler, sensérler vb.),
Baski devre kartlari,

Gug elektronigi bilesenleri (tristor, snubber, varistor, kapasitor vb.),
Sogutma ve mekanik aksam,

Montaj, test siregleri ve isgilik giderleri dikkate alinmistir.

2.4. Tahmini/Planlanan satis tutar

1.Yil 3.l 5. Yl

Proje sonucu ortaya ¢ikacak iirilin 5.700.000,00 TL 39.900.000,00 TL 96.900.000,00 TL
bazinda gergeklesmesini
o6ngérdiguniz yurtici satis tutar.
(Proje bazli olarak firmaniza ait
6ngoriilen yurtici satislarin toplamini
TL cinsinden belirtiniz.)

Proje sonucu ortaya gikacak iriin 1.500,00 USD 15.000,00 USD 150.000,00 USD
bazinda gergeklesmesini
o6ngérdiginiz yurtdisi satis tutari.
(Proje bazl olarak firmaniza ait
ongorilen yurtdisi satislarin
toplamini USD cinsinden belirtiniz.)

2.5. Kara gegis noktasi

Proje icin harcanan kaynagin ne kadar sirede ve nasil geri kazanilacagini aciklayiniz. Proje baslangicindan itibaren kara gegcis stiresini belirtiniz.
Proje ciktisi olan Akilli Tristér Anahtarlama Moddili, Gretime hazir hale geldikten sonra mevcut Griin portféylimiizde bulunan eski modelin yerini
alacaktir. Bu durum, Uretim altyapisinda kapsamli bir yatirim ihtiyacini ortadan kaldirmaktadir. Uretim slirecinde sadece asagidaki kalemlerde
sinirli yatinmlar éngérilmektedir:

Yeni Grinun test ve dogrulama setuplarinin kurulumu,

Seri Uretim baslangi¢ partileri (batch) icin stok malzeme temini,
Pazarlama ve tanitim faaliyetleri kapsaminda ek bltge ihtiyaci.
Bu kapsamda, toplam yatirim ihtiyaci sinirhdir ve urliniin mevcut tretim hatlarina kolay entegrasyonu sayesinde, ek tretim maliyetleri minimum

seviyede tutulacaktir.

Kara Gegis Siresi:
Planlanan satis adetleri ve Uretim maliyetleri dikkate alindiginda, proje baslangicindan itibaren ilk 12 ay igerisinde kara gegis saglanmasi
ongoralmektedir.

2.6. Basa Bas Analizi

Asagidaki tablolarda, birim satig fiyati ve birim maliyet degerlerini kullanarak (riiniin basa bas noktasi analizini sununuz. Gelir ve gider
oéngoriilerinizde proje stiresi ve projenin bitisini takip eden 5 yili dikkate aliniz.
Tablo Gelirler
Satilan riin adedi (a) (Uriiniin toplam satis adedine iliskin 6ngériniizi 17000 Adet
bu kisimda veriniz)
Birim satis fiyati (b) (Birim satis fiyati 65ngériiniizi yaziniz) 5700.00 TL
Satis gelirleri (c=a.b) (Toplam satis geliri 6ngoriiniizii bu kisimda veriniz. 96900000.00 TL
Satis adedi ile birim satis fiyati carpimini bu kisimda aktariniz)
Diger gelirler (d) (Proje sirasinda ve projenin devaminda elde edilmesi 0.00 TL
ongorilen baska gelir kalemleri varsa bu kisimda belirtiniz)
Toplam gelirler (e=c+d) (Buttin gelir kalemlerinin toplamini bu kisimda 96900000.00 TL
belirtiniz)
Tablo Degisken Maliyetler
Personel maliyeti (f) (Birim Uretimi icin personel maliyetini belirtiniz) 300.00 TL
Malzeme maliyeti (g) (Birim lretim icin malzeme maliyetini belirtiniz) 1500.00 TL
Enerji Maliyeti (h) (Birim Uretim icin enerji maliyetini belirtiniz) 20.00 TL
Dagitim maliyeti (1) (Birim Gretim icin nakliye, dagitim vb. maliyeti 50.00 TL
belirtiniz)
Diger degisken maliyet (i) (Uriinle ilgili diger birim degisken maliyetleri 30.00 TL
belirtiniz)
Birim degisken maliyet (j=f+g+h+i+i) (Butln birim degisken maliyetlerinin 1900.00 TL
toplamini bu kisimda belirtiniz)
Toplam degisken maliyet (k=j.a) 32300000.00 TL
Tablo Sabit Maliyetler
Makine ve techizat yatinmiari (I) (Uriiniin dretilmesi ile ilgili makine ve 100000.00 TL
techizat yatirimlari bu kisimda belirtiimelidir)
Bina amortisman giderleri (m) (Uriiniin Gretilmesi ile ilgili insaat vb. 500000.00 TL
yatinmin amortisman bedeli bu kisimda belirtiimelidir)
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Kira giderleri (n) (Uretim tesisi, makine, cihaz vb. kira giderleri bu kisimda 2000000.00 TL
belirtiimelidir)
Diger Sabit Maliyetler (o) (Genel yonetim giderleri vb. sabit giderler bu 300000.00 TL
kisimda belirtiimelidir)
Toplam sabit maliyet (6=I+m+n+o) (Butin sabit maliyet kalemlerinin 2900000.00 TL
toplamini bu kisimda belirtiniz)
Toplam maliyet (p=k+06) (Toplam degisken maliyet + toplam sabit 35200000.00 TL
maliyet)
Birim Uretim Maliyeti (r=p/a) (Toplam maliyet / satilan iiriin adedi) 2070.59 TL
Tablo Basa Bas Analizi

Briit Kar (s=b-r) (Birim satis fiyati-Birim Gretim maliyeti) 3629.41 TL

Satilan Uriin adedi olarak basa bas noktasi (Toplam sabit maliyetin brit 763,16
kara bolimund bu kisimda belirtiniz) (Sabit maliyet) / (Birim satis fiyati —

Birim basina degisken maliyet) (6)/(b-j)

2.7. Projenin saglayabilecegi ulusal kazanimlari, asagidaki basliklardan ilgili gérdiiklerinizi dikkate alarak belirtiniz.

a. Kurulus iginde veya disinda, ayni veya farkli teknoloji alanlarinda yeni uygulamalar veya Ar-Ge projeleri baslatma potansiyeli,

b. Fikri Milkiyet Haklari hakkinda; Patent alma ve lisans/know-how satis beklentisi (projede patent, faydali model ve endustriyel tasarim tesciline
konu olabilecek ¢iktilar ve bunlarin paylasimi),

c. Yeni is alanlari olusturma ve istihdam etkisi,

d. Sektorel katkisi (projenin yan sanayi olusturma ve gelistirmeye, ilgili sektor ve diger sektorlere katkisi),

e. Projenin ve ciktilarinin sosyo-kiltiirel hayata etkisi, egitim, bilimsel yayina konu, saglik, bélgeler arasi gelismislik farkini azaltma gibi konularda
iyilestirme saglama potansiyeli,

f. 1812 programina ait projelerde; Urlin/hizmetle ilgili mevcut fikri milkiyetinizin 1812 — Yatirim Tabanh Girisimcilik Destekleme Programi ile
kurulacak sirkete aktariimasina yonelik planinizi agiklayiniz. Proje ile ortaya ¢ikacak fikri haklarin korunmasi faaliyet serbestligine yonelik
planlamanizi ve varsa, projenizin markasini ve logosunu da bu kisimda agiklayiniz. Uriin/hizmetle ilgili fikri miilkiyetin kurulacak sirkete nasil
aktarilacagina iliskin planlamaniza yer veriniz. Proje ile ortaya ¢ikacak fikri haklarin korunmasina yénelik ileriye déniik planlamanizi da bu kisimda
aciklayiniz. Varsa s fikrinin tabi olacag regiilasyonlari ve bu regiilasyonlara uyum icin yapilacaklari agiklayiniz.

a. Yeni Uygulamalar veya Ar-Ge Projeleri Baslatma Potansiyeli

Proje ciktisinda elde edilen teknik bilgi ve Ar-Ge tecrlbesi, baska gl¢ elektronigi triinlerinin gelistiriimesi i¢in kullanilacaktir (6rnegin: Orta gerilim
tristoér anahtarlama sistemleri, aktif harmonik filtreler vb.).

loT tabanli enerji ydnetimi ¢éziimleri gelistirme projeleri igin altyapi olusturulacaktir.

Endustri 4.0 uyumlu enerji sistemleri lizerine yeni arastirma ve gelistirme projeleri baslatilacaktir.

b. Fikri Milkiyet Haklar (Patent / Faydali Model / Endistriyel Tasarim)

Proje kapsaminda gelistirilen sistemin dagitik modiiler kontrol yapisi, paylasimh hafiza yonetim sistemi ile kestirimci bakim algoritmalari igin ulusal
ve uluslararasi patent ve faydali model basvurulari planlanmaktadir.

c. Yeni is Alanlari Olusturma ve Istihdam Etkisi

Proje ¢iktisinin ticarilesmesiyle birlikte, Uretim, test, satis ve satis sonrasi destek alanlarinda yeni istihdam olanaklari yaratilacaktir.

d. Sektorel Katkisi

Piyasada uzun siredir eksikligi hissedilen, glvenilir ve 10T ile entegre olabilen kompanzasyon sistemlerine yonelik ihtiya¢ karsilanacaktir.

e. Sosyo-Kiilturel Etki ve Egitim Katkisi

Proje surecinde edinilen bilgi ve tecriibelerle akademik yayinlar hazirlanacaktir.Enerji verimliligine sagladigi katki ile sera gazi salinimlarinin
azaltilmasina destek verilecektir.

f. Bu proje 1812 programi kapsaminda degildir

3. KAYNAK YONETIMI

3.1. Kaynak Ihtiyaci

Kaynak ihtiyaci ve yonetimine yonelik bilgi veriniz. Ornegin: Kritik kaynaklar nelerdir? insan kaynagina ihtiyag var mi? Finansal kaynak ihtiyaci var
mi? Urlinle iliskili teknoloji gelistirmeye yonelik ek finansman ihtiyaci, nihai Grinlin Gretimine iliskin yatirim ihtiyaci vb. érneklerle agiklayiniz.
Hammadde/ekipman/fiziki altyapi ve tesis ihtiyacinin karsilanmasina yonelik planlama yapildi mi?

Proje suresince;

Donanim tasarimi, gémullu yazilhim gelistirme, yazilim gelistirme ve test asamalarinda firma bunyesinde bulunan Ar-Ge muhendisleri gérev
alacaktir.

PCB'ler, Tristorler, Hall-effect sensorleri, mikrodenetleyiciler (ARM tabanli MCU'lar), CANBus haberlesme entegreleri ve gii¢ elektronigi koruma
elemanlari (snubber, varistor vb.) gibi elektronik bilesenler temin edilmesi gerekmektedir.

Proje siirecinde, Uriin gelistirme ve test asamalarinin saglikh ve etkin sekilde ylritilebilmesi igin gesitli 6lgim ve test cihazlarina ihtiyag
duyulmaktadir. Ayrica prototipler icin Uriin sertifikasyon testleri yapilmasi gerekmektedir.

Prototip gelistirme, test ve dogrulama siireci igin gerekli finansman ihtiyaci TUBITAK destegi ile karsilanacaktir.

Seri Uretim asamasinda; test setuplari, baslangi¢ stok malzeme alimlari, pazarlama ve lansman faaliyetleri igin ilave yatirim ihtiyaci bulunmaktadir,
Bu yatirimlari firma 6z kaynaklari ile karsilayacaktir.

3.2. TUBITAK destegi tamamlandiktan sonra driiniin/teknolojinin piyasaya sunulmasi éncesi riin gelistrme amagh ek kamu destegi alinmasi
planlanmakta midir? Bu kisimda agiklayiniz.

|Ek kamu destegi alinmasi planlanmamaktadir.

3.3. Proje giktisi Uriin/Griinlerin ticarilestiriimesi agamasinda seri lretime yonelik iretim tesisi, kalip yatirnmi, makine teghizat, yeni bina, vb. yatinm
destegi almaya ihtiyag duyuyor musunuz? Bu kisimda agiklayiniz.

Proje ¢iktisi Griinlerin ticarilestiriimesi asamasinda seri tUretime yonelik Uretim tesisi, kalip yatirimi, makine techizat, yeni bina, vb. yatirrm destegi
almaya ihtiyag duyulmuyor.

3.4. Isbirligi Yapilmas| Gereken Paydaslar ihtiyaci
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Projenin ticarilestirimesinde kritik paydaslar kimlerdir? Ustlenecekleri gérevler nelerdir? Kritik tedarikgiler kimlerdir? Hangi kritik kaynaklari
ortaklarinizdan karsiliyorsunuz? (Ornegin: Test ve sertifikasyon laboratuvarlari, malzeme tedarikgisi firmalar vb.)

Projede kullanilacak yar iletkenler, mikrodenetleyiciler, Hall effect sensérleri, FRAM bellekler ve diger aktif/pasif bilesenlerin tedarik edilmesi igin
yerli ve yabanci elektronik bilesen tedarikcileri ile calisilacaktir.

EMC / EMI ve LVD testleri icin, yerli veya yabanci akredite test laboratuvarlari ile is birligi yapilacaktir.

Uriiniin sahaya entegrasyonu, farkli senaryolar altinda test edilmesi ve veri toplanmasi amaciyla, kompanzasyon panosu Ureticileri ve endistriyel
otomasyon firmalari ile is birligi gerceklestirilecektir.

4. DIGER HUSUSLAR

Belirtmek istediginiz diger hususlar varsa burada belirtiniz.

Proje ciktisi Grlin, Endustri 4.0 uyumlulugu, loT entegrasyonu, uzaktan izleme, gelismis koruma ve kestirimci bakim 6zellikleri ile sektérdeki mevcut
Urtinlerden farklilasarak katma degerli bir essiz bir ¢6zUm sunacaktir. Projenin tamamlanmasiyla birlikte, firmamizin Ar-Ge kapasitesinin artmasi,|
yeni teknolojilere hizli adaptasyon saglanmasi ve farkli Uriin gelistirme projeleri icin temel olusturulmasi hedeflenmektedir.
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E.1 - RiSK VE FINANSMAN YONETIMIi

Projenin Yiiriitilmesi Sirasinda Karsilasilabilecek Riskler ve Alinacak Onlemler

Projenin yurutilmesi sirasinda karsilasiimasi olasi teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunlarin en aza indirilmesi igin ne tir dnlemler almay:
planladiginizi ("B plan(lar)inizi") belirtiniz.

Risk

Riskin Gergeklesmemesi igin Alinan
Onlemler

Onlemlere ragmen risk

gerceklesirse, olasiligi nedir

ve gerceklesme durumunda
etkisi ne olabilir?

Alinan Onleme Ragmen Riskin
Gergeklesmesi Durumunda Yapilacaklar
(B Plani)

Gelistirilecek elektronik
sistemlerin performansinin
beklentilerin altinda kalmasi
veya bazi teknik
fonksiyonlarin 6ngoéruldugu
sekilde ¢alismamasi (teknik
belirsizlikler)

Proje baslangicinda donanim ve yazilim
bilesenleri igin detayli teknik fizibilite
yapilacak. Segilen mimari, dagitik ve
moddler olup; sorunlu moduillerin izole

sekilde test edilmesine gerekirse tekrar

tasarlanmasina olanak tanir.

Olasilik Etki
(Yuksek/Orta/|(Yuksek/Orta/
Dusiik) Disiik)
Orta Orta Gelistirme sirasinda belirli teknik

bilesenlerde beklenmedik performans
sorunlari yasanmasi durumunda, alternatif
entegre veya mimari segeneklerine
gegcilecektir

Proje Ciktisinin Ticarilesmesi Asamasinda Karsilasilabilecek Riskler ve Alinacak Onlemler

Ticarilestirme asamasinda kurulusunuzun karsilasilabilecegi olasi olasi teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunlarin en aza indirilmesi igin ne tir
onlemler almay: planladiginizi ("B plan(lar)inizi") belirtiniz. Ayrica proje faaliyetlerinin ve proje ¢iktisinin gevreye ve canlilara olumsuz etkileri varsa,

bunlara karsi almayi planladiginiz dnlemleri belirtiniz.

Risk

Riskin Gergeklesmemesi icin Alinan
Onlemler

Onlemlere ragmen risk

gerceklesirse, olasiligi nedir

ve gerceklesme durumunda
etkisi ne olabilir?

Alinan Onleme Ragmen Riskin
Gergeklesmesi Durumunda Yapilacaklar
(B Plani)

Gegmiste piyasaya sirilen
disuk kaliteli yerli tGrinler
nedeniyle TSC sistemlerine
olan guivenin zayiflamis
olmasi, yeni Grliniin pazarda

kabul gérmesinde engel

Uriin, referans tesislerde saha testlerine
tabi tutularak basari éykuleri ve musteri
memnuniyet raporlari olusturulacaktir.

Olasilik Etki
(Yuksek/Orta/|(Yuksek/Orta/
Dusuk) Disiik)
Dusuk Orta Bayi ve entegrator firmalara yonelik egitim

ve teknik destek programlari ile Grinin
kullanim ve bakim kolayhgi
vurgulanacaktir.

olusturabilir.
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F.1 - PROJE BUTGESI

MO011 - PERSONEL GIDERLERI

47/60

is Paketi :

1 - Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Modiiller Arasi Baglantilar, Yerlesim Plani ve Hafiza Haritasinin Olusturulmasi (01.07.2025 - 31.07.2025)

Adi Soyadi is Paketindeki Gorevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
DURSUN SAMED ARSLAN Donanim ve yazilim bilesenleri arasindaki |[ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 1 1 48.541,42 48.541,42
(01.07.2025 - 31.07.2025) baglantilari ve veri iletisim kurallarini
tasarlamak. Sistem gereksinimlerinin
analiz etmek ve modidiller arasi
entegrasyonu saglayacak yontemleri
belirlemek.
KAYRA EMIROGLU Donanim ve yazilim bilesenleri arasindaki |[ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 1 1 49.671,09 49.671,09
(01.07.2025 - 31.07.2025) baglantilari ve veri iletisim kurallarini
tasarlamak. Sistem gereksinimlerinin
analiz etmek ve moddiller arasi
entegrasyonu saglayacak yontemleri
belirlemek.
MEHMET TURGUT Donanim ve yazilim bilesenleri arasindaki |[ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 1 1 67.170,25 67.170,25
(01.07.2025 - 31.07.2025) baglantilari ve veri iletisim kurallarini
tasarlamak. Sistem gereksinimlerinin
analiz etmek ve modidiller arasi
entegrasyonu saglayacak yontemleri
belirlemek.
NEMYIT AKKAN Donanim ve yazilim bilesenleri arasindaki |[ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 1 1 39.017,72 39.017,72
(01.07.2025 - 31.07.2025) baglantilari ve veri iletisim kurallarini
tasarlamak. Sistem gereksinimlerinin
analiz etmek ve moddiller arasi
entegrasyonu saglayacak yontemleri
belirlemek.
GENEL TOPLAM 4 204.400,49
is Paketi : 2 - Sensor Karti Gelistiriimesi (01.08.2025 - 31.08.2025)
Adi Soyadi is Paketindeki Gorevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
NEMYIT AKKAN PCB tasarimi, malzeme temini ve donanim|ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 0,5 1 0,5 39.017,72 19.508,86
(01.08.2025 - 31.08.2025) testleri
GENEL TOPLAM 0,5 19.508,86
is Paketi : 3 - Test Kartlar Gelistiriimesi (01.08.2025 - 31.08.2025)
Adi Soyadi is Paketindeki Gorevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
NEMYIT AKKAN PCB tasarimi, malzeme temini ve donanim|ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 0,5 1 0,5 39.017,72 19.508,86
(01.08.2025 - 31.08.2025) testleri
GENEL TOPLAM 0,5 19.508,86
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is Paketi : 4 - Sicaklik Olciim/Koruma Modiilii (01.08.2025 - 31.10.2025)
Adi Soyadi is Paketindeki Gérevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
DURSUN SAMED ARSLAN SimUlasyonlar, PCB tasarimi, malzeme ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 3 3 48.541,42 145.624,27
(01.08.2025 - 31.10.2025) secimi, gémulld yazilim gelistirme,
donanim ve yazilim testleri
GENEL TOPLAM 3 145.624,27
is Paketi : 5 - Tristor Akim Karti / Snubber Tasarimi (01.08.2025 - 31.08.2025)
Adi Soyadi is Paketindeki Gorevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
MEHMET TURGUT Simulasyonlar, PCB tasarimi, malzeme ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 1 1 67.170,25 67.170,25
(01.08.2025 - 31.08.2025) temini, gdmili yazihm gelistirme, donanim
ve yazilim testleri
GENEL TOPLAM 1 67.170,25
is Paketi : 6 - Haberlesme Modiilii (01.08.2025 - 30.11.2025)
Adi Soyadi is Paketindeki Gérevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
KAYRA EMIROGLU SimUlasyonlar, PCB tasarimi, malzeme ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 3,97 3,97 49.671,09 197.028,64
(01.08.2025 - 30.11.2025) secimi, gémulld yazilim gelistirme,
donanim ve yazilim testleri
GENEL TOPLAM 3,97 197.028,64
is Paketi : 7 - Akim Gerilim Olgiim Modiilii (01.09.2025 - 31.10.2025)
Adi Soyadi is Paketindeki Gorevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
NEMYIT AKKAN Simulasyonlar, PCB tasarimi, malzeme ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 2 2 39.017,72 78.035,45
(01.09.2025 - 31.10.2025) temini, gdmili yazihm gelistirme, donanim
ve yazilim testleri
GENEL TOPLAM 2 78.035,45
is Paketi : 8 - Sifir Gegis Tristdr Surliicti Moduli Tasarimi (01.09.2025 - 31.10.2025)
Adi Soyadi is Paketindeki Gérevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
MEHMET TURGUT SimUlasyonlar, PCB tasarimi, malzeme ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 2 2 67.170,25 134.340,5
(01.09.2025 - 31.10.2025) temini, gémulu yazihm gelistirme, donanim
ve yazilim testleri.
GENEL TOPLAM 2 134.340,5
is Paketi : 9 - Ekran Moddilu Gelistirilmesi (01.11.2025 - 31.01.2026)




9/b

Adi Soyadi is Paketindeki Gérevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
DURSUN SAMED ARSLAN PCB tasarimi, malzeme secimi, karakter, |ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 3 3 48.541,42 145.624,27
(01.11.2025 - 31.01.2026) icon tasarimi, menu tasarimi gémulu
yazilm gelistirme, donanim ve yazilim
testleri
GENEL TOPLAM 3 145.624,27
is Paketi : 10 - Masaustli Baglanti Araylizi Gelistiriimesi (01.11.2025 - 31.01.2026)
Adi Soyadi is Paketindeki Gérevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
NEMYIT AKKAN Masaustu yazilim tasarimi, baglanti ve ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 3 3 39.017,72 117.053,17
(01.11.2025 - 31.01.2026) fonksiyon testleri
GENEL TOPLAM 3 117.053,17
is Paketi : 11 - Ana Kart Tasarimi (01.11.2025 - 31.01.2026)
Adi Soyadi is Paketindeki Gérevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
MEHMET TURGUT PCB tasarimi, malzeme secimi, gémiili  |[ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 3 3 67.170,25 201.510,75
(01.11.2025 - 31.01.2026) yazilim gelistirme, donanim ve yazilim
testleri.
GENEL TOPLAM 3 201.510,75
is Paketi : 12 - Glig Kaynagi Tasarimi (01.12.2025 - 31.01.2026)
Adi Soyadi is Paketindeki Gorevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
KAYRA EMIROGLU Flyback tasarimi, manyetik eleman ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 2 2 49.671,09 99.342,17
(01.12.2025 - 31.01.2026) tasarimi, PCB tasarimi, malzeme segimi,
donanim testleri
GENEL TOPLAM 2 99.342,17
is Paketi : 13 - Konfigiirasyon ve izleme igin Android Mobil Uygulama Gelistirilmesi (01.02.2026 - 30.04.2026)
Adi Soyadi is Paketindeki Gérevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
NEMYIT AKKAN UI/UX Tasarimi, API entegrasyonu, ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 2,97 2,97 39.017,72 115.752,58
(01.02.2026 - 30.04.2026) Performans testleri
GENEL TOPLAM 2,97 115.752,58
is Paketi : 14 - Mekanik Tasarimi (01.02.2026 - 31.03.2026)
Adi Soyadi is Paketindeki Gérevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
KAYRA EMIROGLU Sogutucu secimi, yerlesim planlamasi, ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 2 2 49.671,09 99.342,17




(01.02.2026 - 31.03.2026)

metal muhafaza tasarimi, baski ve etiket
tasarimi.

o
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o

GENEL TOPLAM 2 99.342,1 7I.O
is Paketi : 15 - Modiill Entegrasyonlari/Dizeltmeler/Varyantlar ve Yazilimlar (01.02.2026 - 30.04.2026
Adi Soyadi is Paketindeki Gorevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
DURSUN SAMED ARSLAN Her Grlin varyantlari icin donanim ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 2,97 2,97 48.541,42 144.006,22
(01.02.2026 - 30.04.2026) kurulumu, entegrasyon problemlerinin
tespiti ve cozulmesi.
MEHMET TURGUT Her Grlin varyanti igin yazilim ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 2,97 2,97 67.170,25 199.271,74
(01.02.2026 - 30.04.2026) entegrasyonu, problemlerin tespiti ve
¢ozllmesi, konfiglirasyon parametre
degerlerinin belirlenmesi.
GENEL TOPLAM 5,93 343.277,96
is Paketi : 16 - Termal Testlerin Gergeklestiriimesi (01.04.2026 - 30.04.2026)
Adi Soyadi is Paketindeki Gorevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
KAYRA EMIROGLU Tim modeller igin termal oda ile sicaklik  |[ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 0,97 0,97 49.671,09 48.015,38
(01.04.2026 - 30.04.2026) testleri, fonksiyon testleri, 6lgiim dogruluk
testleri ve raporlama
GENEL TOPLAM 0,97 48.015,38
is Paketi : 17 - Uzaktan izleme Sistemi (01.05.2026 - 30.06.2026)
Adi Soyadi is Paketindeki Gérevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
NEMYIT AKKAN CANbus TCP/IP gevirici middleware ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 1,97 1,97 39.017,72 76.734,86
(01.05.2026 - 30.06.2026) gelistiriimesi, Arayuz gelistiriimesi,
Backend gelistiriimesi, Testler
GENEL TOPLAM 1,97 76.734,86
is Paketi : 18 - Kullanici Dokiimantasyonlarinin Hazirlanmasi (01.05.2026 - 30.06.2026)
Adi Soyadi is Paketindeki Gorevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
MEHMET TURGUT Teknik spesifikasyon ve segim tablosu ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 0,5 1,97 0,98 67.170,25 66.050,75
(01.05.2026 - 30.06.2026) dokUmanlarinin olusturulmasi
KAYRA EMIROGLU Detayli kullanici kilavuzlarinin ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 1,97 1,97 49.671,09 97.686,47
(01.05.2026 - 30.06.2026) olusturulmasi, iletisim protokoli
dokiimaninin hazirlanmasi
GENEL TOPLAM 2,95 163.737,22
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is Paketi : 19 - EMC/LVD Testleri (01.05.2026 - 30.06.2026)
Adi Soyadi is Paketindeki Gérevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
MEHMET TURGUT Testlerin planlanmasi, laboratuvar ile ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 0,5 1,97 0,98 67.170,25 66.050,75
(01.05.2026 - 30.06.2026) iletisim ve testlerin takibi, uygunsuzluk
durumunda degisikliklerin yapiimasi
GENEL TOPLAM 0,98 66.050,75
is Paketi : 20 - Uretim Prosediirlerinin Hazirlanmasi (01.05.2026 - 30.06.2026)
Adi Soyadi is Paketindeki Gorevi Firmadaki Unvani Adam/Ay Orani Ay Toplam Aylik Maliyet Toplam
Adam-Ay
DURSUN SAMED ARSLAN Her varyant i¢in malzeme listeleri ve ELEKTRIK-ELEKTRONIK MUHENDISI 1 1,97 1,97 48.541,42 95.464,8
(01.05.2026 - 30.06.2026) detayh Uretim proseddrlerinin
olusturulmasi. Kalite kontrol kriterlerinin
olusturulmasi, kalite kontrol prosediirleri ve
dokimanlarinin hazirlanmasi.
GENEL TOPLAM 1,97 95.464,8




MO012 - SEYAHAT GIDERLERI

Bu bélimde gider belirtiimemistir.
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MO013 - ALET/TEGHIZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI
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is Paketi

6 - Haberlesme Modiill

Gider
S.No

Alet/Tecghizat/ Yazilim/Yayin Adi

Adet

Kapasite

Teknik Ozellik

Proje Faaliyetlerindeki Kullanim
Amaci

Proje Sonrasi Kullanim
Yeri/Amaci

Birim Fiyati
(USD)

Birim Fiyati
L)

Toplam Tutar (TL)

Ar-Ge Uretim

USB-CAN-B donusturici

Arayliz: USB 2.0 ve CAN Bus
destegi?

Cift Kanalli: Ayni anda iki
CAN kanalini destekler?
iletim Hizi: CAN tarafinda
5Kbps ile 1Mbps arasinda
ayarlanabilir?

izolasyon: Dabhili elektriksel
izolasyon ve koruma
devreleri?

Protokol Desteg@i: CANopen,
SAE J1939 ve diger CAN
tabanl protokollerle uyumlu?
Calisma Sistemi Uyumlulugu:
Windows, Linux ve diger ana
akim isletim sistemleriyle
uyumlu suriculer?

Gug Kaynagi: USB Uzerinden
beslenir, harici bir glii¢

kaynagi gerektirmez,,

CanOpen protokoliini
destekleyen USB-CAN adaptori

X

131,46

5.000

5.000

Toplam

5.000

is Paketi

Proje Geneli

Gider
S.No

Alet/Tecghizat/ Yazilim/Yayin Adi

Adet

Kapasite

Teknik Ozellik

Proje Faaliyetlerindeki Kullanim
Amaci

Proje Sonrasi Kullanim
Yeri/Amaci

Birim Fiyati
(USD)

Birim Fiyati
L)

Toplam Tutar (TL)

Ar-Ge Uretim

Isil Test Kabini

50L

Hacim: 50L

Test Edilebilen Sicaklik: -
40?~+1507?
Boyutlar?350*350*400

Proje genelinde uretilecek tum
elektronik kartlarinin ve final
urun olan akilli tristor
anahtarinin dusuk ve yuksek
ortan sicakliklarinda
persormansinin test edilmesi.

X

3.943,85

150.000

150.000

Fluke 323 veya Muadil True
RMS AC Pensmetre

400A

Voltaj AC-DC (Max.)600 V
320 Serisi Pens Metreleri
ticari elektrikgiler ve konut
elektrikgileri igin en iyi genel
sorun giderme araci haline
gelmistir. Fluke 323 modeli,
dayanikli kablo bélimlerinde
400 A'ya kadar akim olgimleri
yapmak igin idealdir.

AC akim dlgiimU ve elektriksel
sistemlerin dogrulama testleri
icin kullanilacaktir.

283,3

10.775,15

10.775,15

Unit Uti712s veya Muadil
Termal Kamera

Cozunurlik (Piksel): 120%90 |
Ekran: 2,4" TFT LCD
(320%240) | Gorus Alani
(FOV): 50°x38° | Termal
Hassasiyet (NETD): 760mK |
Uzamsal Cozunurlik (IFOV):

Isi tespiti genellikle 6zel
testlerde yapilir, tek cihaz
yeterlidir.

220,7

8.394

8.394




7.3mrad | Kare Hizi: ?25Hz

Fluke 107 veya Muadil Dijital
Multimetre

AC Volt (40 Hz - 500 Hz):
Olgtim Araligi: 6.000 V /
60.00 V/600.0V |
Cozundrlik: 0.001V/0.01V/
0.1V | Dogruluk: %1.0 + 3

DC Volt: Olgiim Araligi: 6.000
V' /60.00 V/600.0V |
Cozlndrlik: 0.001V/0.01V/
0.1V | Dogruluk: %0.5 + 3

AC Millivolt: Olgiim Arahg::
600.0 mV | Gozindrlik: 0.1
mV | Dogruluk: %3.0 + 3

Diyot Testi: Olgiim Araligi:
2.000 V | Gozundrlik: 0.001 V
| Dogruluk: %10

Direng (Ohm): Olgiim Araligi:
400.0 ? /4.000 k? / 40.00 k? /
400.0 k? / 4.000 M? / 40.00
M? | Gozindrlik: 0.1 ?/
0.001 k?/0.01k?/0.1k?/
0.001 M?/0.01 M? |
Dogruluk: %0.5 + 3/ %0.5 + 2
/ %0.5+ 2/ %0.5+ 2/ %0.5 +
2/%15+3

Kapasite: Olciim Araligi:
50.00 nF / 500.0 nF / 5.000
?F /50.00 ?F / 500.0 ?F /
1000 ?F | Cozunurlik: 0.01
nF /0.1 nF /0.001 ?F / 0.01
?F /0.1 ?F /1 ?F | Dogruluk:
%2 +5/%2+5/%5+5/ %5
+5/%5+5/%5+5

Frekans Hz (10 Hz - 100
kHz): Olgiim Arahgi: 50.00 Hz
/500.0 Hz / 5.000 kHz / 50.00
kHz / 100.0 kHz | GozUndrluk:
0.01 Hz /0.1 Hz/ 0.001

Gerilim, akim ve direng
olglimleri yaparak elektriksel
sistemlerin test ve
dogrulamasini saglamak
icinkullanilacaktir.Ekipteki
mihendislerin paralel testler
yapabilmesi icin iki cihaz
gereklidir.

168,75

6.418,24

12.836,48

GW Instek GPD-3303S veya
Muadil Gok Cikisli
Programlanabilir DC Guig
Kaynagi

Gerilim0~30.0V x 2
2.5V/3.3V/5.0V x 1
Akim0~3.0A x 2 3.0A (Sabit)
4 LED ekran, voltaj ve akim
degerlerini net sekilde
gosterir.

Dijital kontrol paneli
1mV/1mA ¢bzinurlik

Birden fazla voltaj kaynagini
ayni anda saglayarak,
elektronik devrelerin ve
sistemlerin test edilmesi
amaciyla kullaniimaktadir

796,04

30.276,69

30.276,69

Toplam

212.282,32




MO014 - AR-GE VE TEST KURULUSLARINA YAPTIRILAN iSLER
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is Paketi

Proje Geneli

Gider
S.No

Ar-Ge'nin Yaptirildigi Kurulus

Yaptirilan Isin Detayli Agiklamasi

Proje Faaliyetleriyle iliskisi ve Firma Disi Yaptiriima Gerekgesi

Tutar (TL)

1

Tard: Yurtigi-KOBI Olgeginde Kurulus
LVT Test Laboratuvarlari

Turl: Test/Analiz

Ses, Gériintii, Bilgi ve iletisim

Teknolojisi Cihazlari - Bolim 1:

Guvenlik kurallari (Hari¢ Tutulanlar;

Madde 10, Ek C, Ek J, EK R, Ek S, Ek U) TS EN 62368-1

Proje ¢iktisi Grtindn, farkli gi¢ seviyelerinde en az 5 varyantinin
olmasi planlanmaktadir. Dolayisiyla ayni testler her bir model
icin tekrarlanacaktir. Bu nedenle, test maliyetleri hesaplanirken
test laboratuvarindan alinan teklif 5 ile garpilarak butgeye dahil
edilmistir.

TS EN 62368-1 standardina uygun testlerin akredite bir test
laboratuvarinda gerceklestiriimesi gerekmektedir.

201.773,45

Tard: Yurtigi-KOBI Olgeginde Kurulus
LVT Test Laboratuvarlari

Turl: Test/Analiz

Ses, Gériintii, Bilgi ve iletisim

Teknolojisi Cihazlar - Bolim 1:

Guvenlik kurallari (Yapilacak Deney;

Ek Y.3 Korozyona Karsi Dayaniklilik) TS EN 62368-1 Proje
ciktisi Grandn, farkli glic seviyelerinde en az 5 varyantinin
olmasi planlanmaktadir. Dolayisiyla ayni testler her bir model
icin tekrarlanacaktir. Bu nedenle, test maliyetleri hesaplanirken
test laboratuvarindan alinan teklif 5 ile carpilarak butceye dahil
edilmistir.

TS EN 62368-1 standardina uygun testlerin akredite bir test
laboratuvarinda gergeklestiriimesi gerekmektedir.

51.433,8

Tird: Yurtigi-KOBI Olgeginde Kurulus
LVT Test Laboratuvarlari

Turl: Test/Analiz

Multimedya Donanim - Multimedya

donaniminin elektromanyetik

uyumlulugu-Yayinim kurallari (1

GHZz'e kadar) (Radiated Emission

Harig) (Sinyal ve Haberlesme

Portlar Hari¢) TS EN 55032

Proje ¢iktisi Grtindn, farkli gli¢ seviyelerinde en az 5 varyantinin
olmasi planlanmaktadir. Dolayisiyla ayni testler her bir model
icin tekrarlanacaktir. Bu nedenle, test maliyetleri hesaplanirken
test laboratuvarindan alinan teklif 5 ile garpilarak butgeye dahil
edilmistir.

TS EN 55032 standardina uygun testlerin akredite bir test laboratuvarinda
gerceklestiriimesi gerekmektedir.

85.513,55

Tard: Yurtigi-KOBI Olgeginde Kurulus
LVT Test Laboratuvarlari

Turl: Test/Analiz

Multimedya Donanim - Multimedya

ekipmanin elektromanyetik

uyumlulugu-bagisikhk

gereksinimleri (TS EN 61000-4-3:

Isiyan Radyo Frekans

Elektromanyetik Alan Bagisiklik

Deneyi Harig) (Harig

Tutulanlar:Haberlesme ve Sinyal

Portlari Harig)

TS EN 55035

Proje ¢iktisi Grtindn, farkli gli¢ seviyelerinde en az 5 varyantinin
olmasi planlanmaktadir. Dolayisiyla ayni testler her bir model
icin tekrarlanacaktir. Bu nedenle, test maliyetleri hesaplanirken
test laboratuvarindan alinan teklif 5 ile carpilarak butceye dahil
edilmistir.

TS EN 55035 standardina uygun testlerin akredite bir test laboratuvarinda
gergeklestiriimesi gerekmektedir.

85.513,55

Tard: Yurtigi-KOBI Olgeginde Kurulus
LVT Test Laboratuvarlari

Turl: Test/Analiz
Isiyan Radyo Frekans

TS EN 61000-4-3 standardina uygun testlerin akredite bir test
laboratuvarinda gerceklestiriimesi gerekmektedir.

6.179,95




Elektromanyetik Alan Bagisiklik

Deneyi TS EN 61000-4-3

Proje ciktisi Uriinln, farkli glic seviyelerinde en az 5 varyantinin
olmasi planlanmaktadir. Dolayisiyla ayni testler her bir model
icin tekrarlanacaktir. Bu nedenle, test maliyetleri hesaplanirken
test laboratuvarindan alinan teklif 5 ile garpilarak butgeye dahil
edilmistir.

o6/6

Tard: Yurtigi-KOBI Olgeginde Kurulus
LVT Test Laboratuvarlari

Turd: Test/Analiz

Radiated Emission (1 GHz'e kadar) TS EN 55032

Proje ciktisi Uriinln, farkli gli¢ seviyelerinde en az 5 varyantinin
olmasi planlanmaktadir. Dolayisiyla ayni testler her bir model
icin tekrarlanacaktir. Bu nedenle, test maliyetleri hesaplanirken
test laboratuvarindan alinan teklif 5 ile garpilarak butgeye dahil

edilmistir.

TS EN 55032 standardina uygun testlerin akredite bir test laboratuvarinda
gerceklestiriimesi gerekmektedir.

6.179,95

Toplam

436.594,25




MO015 - HIZMET ALIMLARI

Bu bélimde gider belirtiimemistir.
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MO016 - MALZEME ALIMLARI
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is Paketi Proje Geneli
Gider Malzeme Adi Proje Faaliyetlerindeki Kullanim Miktari ve Birimi Miktarin Gerekgelendiriimesi Birim Fiyati (USD) Birim Fiyati (TL) Toplam Tutari (TL)
S.No Amaci
1 PCB Projemizde gergeklestiriimesi 200.0 adet Testlerde ve varyant prototiplerinde 2,1 80 16.000
planlanan donanimlar igin 15 farkli kullanilmak tzere bir karttan
baskili devre kartinin tasarlanmasi ve ortalama 10 adet gerekmektedir.
numunelerinin Uretilmesi Bazi kartlarda olasi hatalara karsi
gerekmektedir. yeniden Uretim ihtimali de g6z
oéninde bulundurularak, toplamda
15 yerine 20 kez baski
yaptirilabilecegi hesaplanmistir. Bu
dogrultuda, 20 x 10 = 200 adet
Uretim planlanmistir.
2 Muhtelif Elektonik Bilesen Donanimlarda kullaniimak Uzere, 2000.0 adet Cesitli akim ve gerilim seviyelerinde 0,79 30 60.000
tasarim asamasinda segilecek kullaniimak Uizere tristérler, SMPS
muhtelif devre bilesenleri trafolari, opamplar, lojik kontrol
bulunmaktadir. Bilesenler, tasarimlar entegreleri, mikrodenetleyici/DSP
sirasinda netlesecegi icin ayri ayri entegreleri, filtre kapasitorleri,
listelenmemistir. koruma elemanlari, MOSFET 'ler,
diyotlar, referans entegreleri, LCD
ekranlar, sensorler vb. olmak Uizere,
yaklasik 200 farkl devre
bileseninden testlerde ve farkli
varyantlarda kullaniimak Gzere her
birinden ortalama 10'ar adet
numune temin edilmesi
planlanmistir. Malzemeler oldukga
gesitli oldugundan, maliyet
hesaplamalarinda ortalama tahmini
birim fiyat esas alinmistir.
Toplam 76.000
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Adam-Ay : 47,7

Degerlendirme Kapsamina Alinan Toplam Adam-Ay : 47,7 adam-ay

2025 2026 TOPLAM
TOPLAM MALIYET
Maliyet Kalemi Il. D&nem |. D6nem (TL) iCINDEKI
ORANI
Personel 1.218.761,71 1.218.761,71 2.437.523,42 %76,96
Seyahat 0 0 0 %0
Alet/Techizat/Yazilim/Yayin 217.282,32 0 217.282,32 %6,86
Yurtici Ar-Ge ve Test 0 436.594,25 436.594,25 %13,78
Yurtdisi Ar-Ge ve Test 0 0 0 %0
Yurtici Danismanlik ve Hizmet Alim 0 0 0 %0
Yurtdisi Danismanlik ve Hizmet Alim 0 0 0 %0
Malzeme 70.000 6.000 76.000 %2,4
Toplam Maliyet 1.506.044,03 1.661.355,96 3.167.399,99 %100
Birikimli Maliyet 1.506.044,03 3.167.399,99 3.167.399,99 %100




G.1 - PROJE ONERISIi EKLERI

EK-1
Ek Adi : Karsilastirma - Uretimde olan mevcut Griin

Ek Agiklamasi : Uretimde olan mevcut Griiniimiiziin teknik spesifikasyon dosyasidir. Dagitik modiiler yapi ve gelismis koruma ile loT entegrasyon
ozellikleriyle tamamen yenilenecektir

EK-2
Ek Adi : Proje Ekibi Ozgegmisleri

EK-3
Ek Adi : TEKNIK SEMA

Bilgi : Yukarida belirtilen proje nerisi eklerinin igeriklerine PRODIS uygulamasindan erisebilirsiniz.

3250382 60/60



